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~Embedded Vision"
erobert neue Ahnwendungsfelder

Embedded Vision ermdglicht Bildverarbeitung auf kompakten, sehr leistungsstarken
Rechnerplattformen, die zudem nur wenig Energie verbrauchen. Damit erschlieBt
diese Technologie viele neue Anwendungsfelder, die bisher weder von PC-basierten
noch von intelligenten B|Idverarbeltungssystemen abgedeckt werden konnten.

L,

Die Migration von PC-basierten zu Embedded Systemen, die Potentiale dieser Tech-
nologie, Anwendungschancen und Herausforderungen - all dies wollen die VDMA
Fachabteilung Industrielle Bildverarbeitung und die embedded world, internationale
Weltleitmesse flir Embedded-Systeme, gemeinsam diskutieren. (NM)

Seite 2

“'Safe for the Future”
with Top-class Speakers

The panel discussion “Safe for the Future”, once again featuring high-calibre speakers,
will be making its third appearance at embedded world. As in previous years, the event
at Exhibition Centre Nuremberg will cover all aspects of the security of embedded sys-
tems and the protection of computers and commu-
nication channels. The main thematic focus will be
the protection of networked embedded systems in
the Internet of Things. (NM)
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Industrial Ouality Video Pure DSP Performance

EGA

ELECTRONIC GERATEBAU

A-Video-Dutput

VG, Camera Light (PWR, PWM, EN)
VGA-Video-Input

YPbPr-Video-Output

RTC-BAT or
Frc-car Display Backlight (PWR, PWM, EN}
SD-Video-Output

"R Touch Control
Buttons + LEDs

Extra Buttons (4x)

Ihr EMS-Partner spezialisiert auf
Prototypen, Klein und Mittelserien

CRs232

Kabelkonfektion 5
BG .Bestuc ku ng 5D.Video-Input
Geratebau

HDMI-Input (prim.) Audi10

HOMI-Output (prim.)

http://diris.eu

ega-gmbh.com
Halle 3 Stand 160

Halle 1
Stand 481

Die Nominierten des
embedded award 2018
stehen fest

,Die Jury ist beeindruckt
Uber die ungebremste Inno-
vationskraft der Embedded-
System-Entwickler"®, freut
sich Prof. Dr.-Ing. Matthias
Sturm, Mitglied der Jury und

Vorsitzender des Messe-
beirats. (NM)
Seite 10
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Stand Junge
Innovative Unternehmen

Halle 4A / 4A-637f

SHAPE
FIELD

mah

Always reliable. Always ahead.

Halle 1|Stand 406
www.men.de

Drahtlose Prozess-
iiberwachung an Werk-
zeugmaschinen

Forscher am Fraunhofer IPMS
haben einen draht- und batte-
rielosen RFID-Sensor entwi-
ckelt, der Temperatur und
Verformungen an metalli-
schen rotierenden Bauteilen
wie Wellen oder Spindeln
Uberwachen kann. (IPMS)
Seite 14

Fraunhofer
~Schneller Datenbril-
len entwickeln™

Das Fraunhofer FEP als An-
bieter von Forschungs- und
Entwicklungsdienstleistun-
gen auf dem Gebiet der or-
ganischen Elektronik erwei-
tert sein Angebot an Ent-
wicklungswerkzeugen. (NM)
Seite 34


http://www.shapefield.de
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CADFEM

Numerische
Simulation und
modellbasierte
Embedded Software

Der Simulationsspezialist
CADFEM  zeigt auf der
,embedded world" wie auch
kleine und mittelstandische
Unternehmen die ANSYS
Lésungen fur die Simulation
und Embedded Software
nutzen kdnnen, unter ande-
rem fir die pradiktive War-
tung von Maschinen und An-
lagen (Digitaler Zwilling), fur
die zuverlassige Entwicklung
von Elektronikprodukten und
fur die Absicherung von mo-
dellbasierter Embedded
Software mit ANSYS SCADE.
= BT A N
= -
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Mit Hilfe von Simulationsliésungen
kann die Power- und Signalintegritét
sichergestellt werden

Bild: CADFEM GmbH

Mit ANSYS Simulationslésun-
gen flUr die Elektronikent-
wicklung lassen sich sowohl
EMV-Probleme  vermeiden
als auch die Power- und
Signalintegritat sicher-
stellen. Aufwendige Rede-
signs in einer spaten Ent-
wicklungsphase kdénnen mi-
nimiert werden, wenn frih-
zeitig auf eine korrekte Aus-
legung von Designregeln und
deren Umsetzung geachtet
wird. Desweiteren kdnnen
viele EMV-Effekte durch ge-
schickte Vermeidung von
Resonanzen im Versor-
gungsnetzwerk unterdriickt
werden. ANSYS Slwave er-
maoglicht eine gezielte Kon-
trolle von Resonanzen, Im-
pedanz- und Ubersprechver-
halten auf Leiterplatten vor
Produktionsdatenerstellung.
Bei auftretenden Resonanzen
kénnen noch wahrend der
Bauteilplatzierung Gegen-
maBnahmen ergriffen und
deren Wirksamkeit Uberprift
werden.

Halle 4, Stand 446
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Fortsetzung von Seite 1

Autonomes Fahren
ist gegenwartig einer der
grofBen Trends

~Autonomes Fahren ist gegenwartig einer der groBen Trends. Mdglich gemacht wer-
den die selbstfahrenden Autos und viele andere Innovationen durch kamerabasierte
Sicherheitssysteme.

- |

b 1
Die Méglichkeiten dieser ,Embedded Vision®“-Systeme sind vielfaltig und zahlreich®, sagt
Dr. Olaf Munkelt, Vorsitzender des Vorstandes von VDMA IBV. ,Embedded Vision wird
der Bildverarbeitungsindustrie neue Anwendungsfelder erdffnen
- sei es in der Fabrik der Zukunft, im Verkehrsalltag, im Ein-
zelhandel, Consumer- oder Medizinbereich.

Viele Visionen der Zukunft sind nur mit ,eingebetteter Bild-

verarbeitung" zu realisieren. ,Wir erleben ein groBes Inte-

resse am Thema bei Entwicklern und Anwendern von Embed-

ded Systemen®, sagt Benedikt Weyerer, Executive Director

embedded world, NirnbergMesse, und fligt hinzu: ,Wir sind

daher froh, dass wir gemeinsam mit dem VDMA das Thema

Embedded Vision auf der Konferenz und der Messe starken konn-

ten. Wir freuen uns sehr auf die hochkarétig besetzte Podiumsdiskussion und die Zusam-
menarbeit mit dem VDMA IBV." (NM)

Bereits zum 2. Mal organisieren sie eine Podiumsdiskussion zum Trendthema ,,Embed-
ded Vision™.

Migration from PC to Embedded & from Embedded to Vision

28.2.18, 11:00 - 12:00 Uhr
embedded world, Messezentrum Nirnberg, Forum Halle 3A

Wann:
Wo:

Teilnehmer:

Director, Product Management Snap dragon Embedded,
Qualcomm Technologies Inc.

Founder, Embedded Vision Alliance, and President, BDTI
Chief Marketing Officer, Basler AG

Managing Director, MVTec Software GmbH

Driver Assistance Systems Chief Expert, Robert Bosch GmbH

Director of Engineering Solutions & Embedded Technology
EMEA, Arrow Central Europe GmbH (NM)
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Shapefield UG
User Experience Design

als Innovationstreiber!

Von User Experience Design und Usability hat gefiihlt jeder schon einmal etwas gehort, aber nur die
wenigsten Hersteller scheinen Software zu entwickeln, die auch nachhaltig auf den Nutzer ausgerichtet
ist. Gerade heute wird ein positives Nutzererlebnis (UX) immer starker zum Erfolgsfaktor und stellt nach-
weislich ein ernst zunehmendes Kaufkriterium fiir viele Unternehmen dar.

In der Smartphone-Ara sind die Nutzer ansprechende und gut nutzbare User Interfaces gewdhnt. Neue
technische Errungenschaften wie beispielsweise die HoloLens beflligeln die Erwartungshaltung. Wirft man
jedoch einen Blick z. B. in den Industriesektor, so erkennt auch der Laie einen massiven Nachholbedarf,
obwohl die Megatrends Industrie 4.0 und Digitalisierung langst losgetreten sind. Dem Nutzer gefallt, was
einfach zu bedienen und schén anzusehen ist. Doch ein positives Nutzererlebnis ist kein Zufall, sondern
das Resultat eines soliden Designprozesses und einer gekonnten technischen Umsetzung.
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Typische Benutzeroberfldche im Industriesektor Bild: Shapefield UG

Das Team von Shapefield prasentiert sich als spezialisierter Dienstleistungsanbieter im Bereich UX Design
und UI-Entwicklung auf der embedded world 2018. Egal ob HMI, SCADA, PLM, ERP, CRM oder Standardsoft-
ware — Shapefield entwickelt intelligente und attraktive Benutzeroberflachen flr jeden Screen.

Den Ausstellerstand finden Sie am Gemeinschaftsstand ,Junge Innovative Unternehmen (BMWi)" in Halle
4A / 4A-637f. Dort werden verschiedene UX-Projekte gezeigt und Sie kdnnen sich mit Shapefield-Exper-
ten zu allen Fragen rund um das Thema UX austauschen. Als besonderes Highlight wird eine Mixed
Reality-Anwendung mit Datenbrille prasentiert.

% SHAPE Halle 4A, Stand 637f =il
FIELD www.shapefield.de [
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Li-Fi fiir draht-
lose Kommunikation
im Industrieumfeld

Das Fraunhofer IPMS in
Dresden stellt auf der Em-
bedded World vom 27. Feb-
ruar bis 1. Marz 2018 in
Nurnberg Li-Fi-Kommunika-
tionsmodule vor, die WLAN-
Lésungen in der Industrie
Konkurrenz ~machen. Die
drahtlose optische Technolo-
gie verspricht im Vergleich
schnellere, stérungsfreie und
sicherere Infrastrukturen.

Nicht nur im privaten Umfeld,
auch in der hochautomatisier-
ten Industrie hat die kabellose
Datenilbertragung via WLAN
in den letzten Jahren an Be-
deutung gewonnen. Denn im
Zeitalter der Digitalisierung, in
der immer groBere Daten-
mengen (bertragen werden
missen, erhdht sich der Auf-
wand flr Installation und War-
tung von kabelgebundenen
Netzwerken.  Kabelgebunde
Technologien wie Ethercat o-
der Profibus lassen sich nicht
Uberall einsetzen. (IPMS)
Seite 20
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embedded
world 2018

HaIIeanan
27.2. bis 1.3.18

Messegeldnde
in Niirnberg
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~Mehr Raum flr Sicherheit"

Fraunhofer AISEC baut
Cybersicherheitszentrum

Das Fraunhofer AISEC hat mit einer Grundsteinlegung am 26.10.17 den Baustart des
neuen Instltutsgebaudes gefeiert. Im Beisein von Staatsministerin Ilse Aigner, dem Pra-
sidenten der TU Minchen Prof. Wolf-
gang Herrmann und Fraunhofer-Prasi-
dent Prof. Reimund Neugebauer fiel
der Startschuss fur die Fertigstellung
eines Cybersicherheitszentrums mit
modernsten SicherheitsLabors und Te-
stumgebung. Das neue AISEC-Ge-
baude entsteht in unmittelbarer Nach-
barschaft zur TUM auf dem For-
schungscampus Garching. So soll auch
die gemeinsame Forschung zwischen
AISEC und den Fakultaten der TUM wie
Informatik und Maschinenbau weiter
7 : — | gestarkt und ausgebaut werden.
Die Paten des AISEC-Erfolgs (v.l.n.r.): Prof. Neugebauer (Prdsident Fraunhofer-Ge-sellschaft),

StM Ilse Aigner, Prof. Sigl (Fraunhofer AISEC), Prof. Herrmann (Prdsident TU Minchen) und Prof. Eckert
(Fraunhofer AISEC).

Bild: © Foto Fraunhofer-Gesellschaft

Grundsteinlegung
26. Oktober 2017

Durch den Neubau der Fakultat fiir Elektrotechnik und Informationstechnik in direkter
Nachbarschaft soll die ohnehin schon enge Zusammenarbeit durch kurze Wege erleich-
tert werden. Aus der Kooperation von exzellenter universitarer und angewandter
Forschung sollen weiterhin innovative Sicherheitslésungen entstehen - fir die Unter-
nehmen in Bayern und ganz Deutschland. (AISEC)

Seite 12

BOM ConnectorTM als "Bestes
Produkt - Europa” ausgezeichnet

Bei der ,productronica 2017" wurde BOM ConnectorTM von Router Solutions zum
Besten Produkt — Europa gewdhlt, ein Titel, der jedes Jahr von Global SMT & Packa-
B()M ging verliehen wird. Diese Auszeichnung ist der kro-
i M nende Abschluss eines sehr erfolgreichen Jahres, in

dem die Software ihre Marktanteile maBgeblich erho-
VYV IININLE X hen konnte.

Bills-of-Materials (Stucklisten) stellen eine beachtliche
Herausforderung fur alle Elektronik Fertiger, aber vor
allem EMS-Unternehmen dar. Sie kommen direkt vom
Kunden und bilden die Basis aller nachfolgenden

GBAL Schritte - von der ersten Produktkostenberechnung

: = und Angebot, bis hin zur Fertigung.
s TECHNOLOGY
AWARDS Bild: Router Solutions GmbH

Dennoch kommen sie in einer Vielzahl von Formaten und Inhalten, sind oft unvoll-
standig, wechseln haufig oder werden erst in letzter Minute erhalten. All dies macht
sie zu einem der gréBten "Produktivitatskiller" in einem Geschdftsmodell, das enorm
auf Effizienz beruht. BOM Connector ist hierfiir die ideale Lésung.

Das populare BOM ConnectorTM Werkzeug hat bereits viele namenhaften Anwender
aus dem Bereich der Elektronikfertigung und wurde 2016 mit dem deutschen IT In-
novation Award ausgezeichnet. Bei der Productronica Preisverleihung am 14.11. be-
kamen die Geschéaftsfihrer Kevin Decker-Weiss und Philipp Ruhemann nun den A-
ward fur das ,Beste Produkt — Europa™ Uberreicht. (RS)
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EGA - EMS-Dienstleister mit Soforthilfe-Angebot

Wir, das Team der EGA Electronic Geréte-
bau GmbH unter der Leitung von Andreas
Giel, fertigen |hre elektronischen Baugruppen.
Kurze Fertigungs- und Lieferzeiten, hohe Qua-
litat und Zuveriassigkeit zu gunstigen Kosten
zeichnen uns aus.

EGA - das Unternehmen

Der 5itz unseres Unternehmens ist in
Tigfenbach bei Landshut. Wir haben uns
auf das Besticken von Flachbaugruppen in
SMT und THT, die Konfektion von Kabeln
und Kabelbdumen und die Fertigung kom-
pletter elaktronischer Gerate kleiner Losgrd-
Een spezialisiert. Unsere Kunden sind aus
den Bereichen Entwicklung, Steuer-, Mess-,
Regelungs- und Urwelttechnik sowie Daten-
arfassung, Maschinenbau und Automabillach-
nik. Unsere Fertigung wird won unseram 2er-
tifizierten Qualitilsmanagementsystem nach
DIM EM 150 9001:2008 stetig ibarwacht.

EGA steht fiir kleine LosgriBen

Wir sind lhr kompelenter Ansprechpart-
ner, weann &5 um Protatypen, Muster, Klein-
und Mittelserien, Reparaturen und Madifika-
tion van Flachbaugruppen, Kabel oder elak-

tranischen Geréten geht. Unser Unternehmen
ist mit hochqualifizierten, flaxiblen Mitarbei-
tern und modernem Equipment darauf aus-
gelegt, ab Losgrofe 1 kostenglnstig zu pro-
duzieren, Dies kinnen beispielsweiss Einzel-
stucke, Sonderbaugruppan ader Testmuster
fur Entwicklar sein,

Leistungen

Wir fertigen filr Sie in Lohndienstleistiung
elektronische Baugruppen und fertige Gerate
auch mit Kundenbeistellungen des Matenals.

+ [Bestiickung von Flachbaugruppen in SMT und
in THT mit Reflow- und Schwalllat- Technik

* Meu: Reinigung von Flachbaugruppen

+ Kabelkonfektion von Energie-, Daten-, Koaxial-
oder Hybrid- Kabel und Kabelbaumen

+ Gerdtebau und Montage

+ Endprifung — Reparaturen - Modifikationen

+ Materialbeschaffung

Mach Kundenwunsch (bernehmen wir auch
komplette Prozesse oder beliebige Teilpro-
zesse, Auf Grund der flexiblen Ferfigungs-
struktur knnen wir auch noch nach Beginn der
Frodukfion Anderungsn am Produkt umsatzen.
Unsere Opfimigrungsvarschldge besprachen
wir im engen Kundenkontakt. AuRerdem ach-
ten wir darauf, dass wichtige Aspekte fir die
Fartigung bereits bei dar Entwicklung berlck-
sichtigt werdan, Aufgrund unserer langj&hrigan
Erfahrung im Gestalten von Fertigungsprozes-
sen biaten wir hierzu auch Beratungsdianst-
leistungen an.

Qualitat

JDie Zufrisdenhait unserar Kunden ist unser
Erfolg” - das isl unser Matlo, Deshalb steht fir
uns Qualitdl an erster Slalle.

Damil bei steigender Kundennachfrage
weiterhin kanstant hohe Leistung durch alle
Stationen eines Ferigungsprozasses erbracht
werden kann, arbeiten im Team der EGA gut

ausgebildete, langjahrige Mitarbeiter. Sie wer-
den durch modeme Technik und ein neues
Warerwirtschaftssystem unterstitzt, Durch
stetige Optimierung und Modemisierung der
Produktionsausstattung, wie der Anschaf-
fung einer Reinigungsaniage fiir Flachbau-
gruppen, eines Labelprinters mit Applikator
und einer neuen Ablangmaschine fir Flach-
bandkabel kinnen Produkiivitat, Effizienz
und Cualitat noch weiter gesteigert werden.
Unsere Eestlckungsfertigung ist im Batch-
system organisiert. Damit erzielen wir &ine
hiohe Fertigungsflexibilitat bei hoher Clualitat
sowie merklich kirzers Durchlaufzeiten bei
dar Bestlckung. Unser optisches Inspekti-
onssystem Quing Easy® ermdglicht auf Basis
eines differenzierten Weachselbildverfahrens
dam Prifer eine sekundenschnelle Fehler-
erkannunyg. Die Baugruppan lassen sich somit
sehnell und zuverlassig wihrend des Produk-
lionsprozesses kantrallieren.

Alles in Allem

Wir ferfigen zeitnah [hr Projekt mit der Far-
tigungskompetenz aus dem kompletten Spek-
trurn elektrischer und elektranischer Baugrup-
pan. Schnell - unkompliziert - preisginstig.

EGA

k=

EGA Electronic Geratebau GmbH
HauptstraBe 116 e 84184 Tiefenbach
ELECTRONIC GERATEBAU  Tel: +49 (8709)-1550 e Fax: -546

info@ega-gmbh.com
www.ega-gmbh.com
Halle 3 | Stand 160
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Leiterplatten-
industrie in stabilem
Aufwind

Die Leiterplattenindustrie in
der Region DACH blickt auf ein
sehr erfolgreiches Jahr 2017
zurick: Trotz volatilem Ge-
schaftsverlauf sind alle Zahlen
fir das Gesamtjahr gegen-
Uber 2016 deutlich angestie-
gen. Dies berichtet der ZVEI-
Fachverband PCB and Electro-
nic Systems. Das Jahr schloss
insgesamt mit einem Zuwachs
des Umsatzes von 9,3% ab.

Der Dez. glanzte mit auBeror-
dentlich hohen Werten. Der
Umsatz ist gegeniber Dez.
2016 ist um 13% gewachsen.
Der Auftragseingang ist im Ver-
gleich mit dem ungewohnlich
niedrigen Wert des vorausge-
gangenen Jahres um 45% ge-
stiegen. Gegenuber Dez. 2015
betrug die Steigerung der Or-
ders 6,6%. Wegen in der Weih-
nachtszeit geringerer Zahl an
Arbeitstagen im Dez. waren
Umsatz und Auftragseingang
erwartungsgemaB niedriger als
im November 2017.

Aufgrund der guten Auftrags-
lage erreichte das Book-to-
Bill-Ratio — das Verhaltnis aus
Auftragseingang zu Umsatz -
einen Wert von 1,20. Die Mit-
arbeiterzahl war im Jahres-
vergleich 7,5% gestiegen, ge-
genuber Dezember 2016
hatte das Wachstum 8,3% be-
tragen. (ZVEI)

Anzeige
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,Student Day"

GEO Chefredakteur halt
Keynote beim Student Day

Von Branchenexperten lernen und Kontakte zu den wichtigsten und gréBten Unter-
nehmen der Embedded-Branche knipfen - das sind die Ziele von iber 1.000 Stu-
denten aus ganz Europa, die zum Student Day im Rahmen der embedded world im
Messezentrum Nirnberg erwartet werden.
Zu neunten Mal in Folge bieten die Orga-
nisatoren den Hochschilern neben erst-
klassigen Brancheninfos immer einen Blick
Uber den Tellerrand und laden hierfir
hochkaratige Keynotespeaker ein. 2018 ist
dies Dr. Christoph Kucklick, Chefredakteur
der Zeitschrift GEO, der Uber die Freude
und Gefahr Ingenieur zu sein, spricht.

~Wir freuen uns sehr, dass Dr. Christoph
Kucklick die Keynote beim embedded
world Student Day halt", so Prof. Dr. Ing.
Matthias Sturm, geistiger Vater des Stu-
dent Day und Messebeiratsvorsitzender
der embedded world. ,Dr. Kucklick ist nicht
nur als Chefredakteur der Zeitschrift GEO
bestens bekannt, sondern auch als Autor,
der sich mit unserer Gesellschaft und der
Digitalisierung kritisch auseinandersetzt.

Wieviel Freude und Gefahr der Beruf des Ingeni-
eurs mit sich bringen kann, erklért Dr. Christoph
Kucklick, Chefredakteur GEO.

Bild: NiirnbergMesse

Bestes Beispiel hierfiir ist sein Buch ,Die granulare Gesellschaft. Wie das Digitale unsere
Wirklichkeit auflost'. Die Hochschiler kénnen gespannt sein auf seinen Vortrag Uber
die Freude und Gefahr Ingenieur zu sein®, so Sturm weiter. (NM)

SSV Software Systems GmbH
Sensor-2-Information fur das IoT

Sensordaten an sich bieten flir die Digitalisierung einer Aufgabe noch keinen Mehrwert.
Erst Informationsgewinnung schafft die Voraussetzungen fiir Optimierungen und auto-
nome Systeme. Thinglyfied 2 unterstiitzt die gesamte Wertschépfungskette: Neben Bau-
steinen flr Sensorsystem, Gateway und
Funktechnologien, sind jetzt auch Data
Science-Funktionen enthalten.

Sensordaten an sich bieten fiir die Digitalisie-
rung einer bestimmten Aufgabe noch keinen
Mehrwert. Erst eine geeignete Informationsge-
winnung schafft die Voraussetzungen fir wert-
haltige Optimierungen und autonome Systeme.
Mit Thinglyfied 2 unterstiitzt SSV nun die ge-
samte Wertschépfungskett.

Bild: SSV Software Systems GmbH

Thinglyfied 2 erméglicht die Kombination aus Sensoren, Signalkonditionierung, Power
Management und Datenaufbereitung, Funkschnittstelle sowie Spannungsversorgung
(Akku, Energie-Harvesting). Ein Beispiel ware ein MEMS-Sensor flr Vibrationen mit
einer Narrow Band-Funkschnittstelle im IP54-Gehaduse, der mit einer Batterie meh-
rere Jahre betrieben wird, um Predictive Maintenance filir Antriebe zu realisieren.

Als Erganzung zu den Standardeigenschaften, wie z. B. die Anbindung an beliebige
Clouds und OPC UA-Server fir lokalen Datenzugriff, stehen weitere Funktionen zur
Verfligung.

Halle 3, Stand 427a
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MEN Mikro Elektronik GmbH

Rugged COM Express Modul
mit AMD V1000

Das CB71C ist ein extrem robustes COM Express Modul fiir Verkehrs- und Industrieanwendungen, z.B.
Datenerfassung, Infotainment, Transcoding, Live-3D-Anzeige. Es ist 100% kompatibel zu COM Express
Type 6 Pin-Out und entspricht dem VITA 59 Standard, der eine robustere Mechanik spezifiziert, um einen
zuverlassigen Betrieb auch unter hartesten Umgebungsbedingungen zu gewdhrleisten.

= AMD V1000 APU

= Bis zu 32 GB DDR4 RAM mit ECC

= Bis zu 4 digitale Display-Interfaces
(DP, eDP, HDMI, DVI)

= Hardware-Speicher-Verschllisselung

= Sicherheitsrelevante Uberwachungs
funktionen

= Virtualisierungsfahig

= Bis -40°C bis +85°C Gehause,
Conduction Cooling

= VITA 59 in Bearbeitung, konform zu
COM Express Basic, Typ 6

= PICMG COM.0 COM Express Version
auch verflugbar

Perfekt fiir raue Umgebungen

Das CB71C basiert auf AMDs V1000 APU-Familie. Es ist mit einer Radeon Vega Next-Generation 3D-
Grafik-Engine mit bis zu 11 Recheneinheiten ausgestattet und unterstlitzt bis zu 4 Displays mit einer
Auflésung von bis zu 4k, ohne zusatzliche Grafikhardware. Mit bis zu vier leistungsstarken Prozessorker-
nen ist die CB71C auch fir die Virtualisierung geeignet.

Basierend auf dem Rugged COM Express-Standard ist das CB71C in einen geschlossenen Aluminiumrah-
men eingebettet, der flr optimalen EMV-Schutz und effiziente Konduktionskihlung sorgt und einen Tem-
peraturbereich von -40°C bis +85°C ermdglicht. Um starken StéBen und Vibrationen standzuhalten,
werden nur geldtete Bauteile verwendet.

Die CB71C kann mit einer breiten Palette von langzeitverfiigbaren Prozessoren mit skalierbarer Leistung
ausgestattet werden, die alle ECC unterstiitzen. Passive Kihlung ist bei Low-Power-Versionen maéglich.
Die CB71C kann mit bis zu 32 GB direkt gelétetem DDR4-Hauptspeicher und einem 16 GB eMMC bestlickt
werden. Als High-Speed-Schnittstellen stehen PCI Express 3.0-Links, DDI (DP, eDP, HDMI), SATA 3.0,
Gigabit Ethernet und USB 3.0 zur Verfligung.

Das Board verfiigt {iber einen Board-Management-Controller mit Uberwachungsfunktionen fiir sicher-
heitsrelevante Anwendungen. Dariber hinaus verfiigt das CB71C Uber ein Trusted Platform Module und
unterstiitzt die Verschllisselung des Hardware-Speichers, wodurch es sowohl gegen physische als auch
gegen interne VM-Speicherangriffe geschlitzt ist. Diese Eigenschaft ist unerlasslich flir sicherheitskriti-
sche Anwendungen wie Zahlungs- und Ticketing-Terminals, Flottenmanagement oder Monitoring.

m Halle 1, Stand 406

Always reliable. Always ahead. WWW.men.de/pl‘OdUCtS/Cb71C/ E
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Anzeige

Video-Rekorder-Board
ersetzt Framegrabber, Display-
Controller und Textgenerator

DIRIS-Boards sind fiir Gerate mit Video-Aufzeichnung und -Visualisierung die
ideale Kernkomponente mit minimalem Aufwand fiir Entwicklung und Produktion

VGA-Video-Output Camera Light (PWR, PWM, EN)
VGA-Video-Input
RTC-BAT or YPbPr-Video-Output

RTC-CAP

Display Backlight (PWR, PWM, EN)

Power-Expansion-Port SD-Video-Output
- Battery-Charger or

- Super-Cap-Buffer
YPbPr-Video-Input

Touch Control
Buttons + LEDs
Extra Buttons (4x)

LDVS-Display-Port
- single-channel
= dual-channel

- LVTTL
- R5232

- R5422
i USB Memory

SD-Card y

SD-Video-Input / / .S
RIS Snput (par). Audio-10
/ an-uu ut (prim.)

PICTURE-in-

PICTURE
’ -20...80°C
-40...85°C
EN55103
DIRIS B02-Board mit vielféltigen Funktionen und Schnittstellen Bild: X-SPEX GmbH

Auf der Messe ,,embedded world" prasentiert das Berliner Unternehmens X-SPEX die DIRIS
Video-Rekorder-Boards mit erheblich erweiterten Funktionen und neuen Schnittstellen.

Verschiedene Video-Eingange qualifizieren die DIRIS-Boards fir unterschiedliche Anwendungen:
FBAS/S-Video, YPbPr, HDMI/DVI, HD-SDI, Camera Link, BCON (Fa. Basler)

DIRIS-Boards kdnnen erheblich mehr als nur Videos aufnehmen, insbesondere

Live-Anzeige mit < 100 ms Anzeigeverzdgerung an verschiedenen Outputs:
FBAS/S-Video, YPbPr, VGA/RGB, Display (LVDS), HDMI

Bedienung per resistiver und kapazitiver Touch-Oberflache

horizontal spiegeln, vertikal spiegeln, 180° drehen des Video-Inputs
digitaler Zoom (Stufen beliebig konfigurierbar)

Picture-in-Picture Anzeige

180° Drehung der Anzeige inkl. Anzeigeelemente und Touchbedienung
mehrzeiliger Overlay-Text

EN + PWM flir Kamera-Licht und Display-Backlight
Akku-Lade-Management flir mobile Gerate
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Damit ersetzt ein DIRIS-Board
viele Ubliche Einzelkomponenten,
bspw. Framegrabber, Lichtsteue-
rung, Display-Controller und
Textgenerator. Das ermdglicht
kleinere Gerate bei erheblich
reduziertem Montageaufwand.

Eine flexible OEM-Konfiguration
bzgl. aller Grafiken, TTF-Zeichen-
satz, Farbwahl, Mentaufbau, aller
Texte (auch flr beliebige, aus wahl-

Anzeige

Ein individuell auf die Kundenanforderungen abgestimmtes
Evaluation Kit erméglicht die Produktintegration mit minimalem
Aufwand.

Bild: X-SPEX GmbH

bare Sprachen) ermdglicht eine beliebige Individualisierung entsprechend Anforderungen,
Branding und Corporate Identiy verschiedener OEM-Kunden.

Erganzend zur Konfigurierbarkeit der Software ermdéglichen Bestlickungsoptionen der Hard-
ware eine flexible Anpassung an die Produktanforderungen des Kunden. Dadurch bieten
DIRIS-Boards eine ideale Kombination von Zuverlassigkeit und Time-to-Market eines
Standard-Produkts mit der Flexibilitat ahnlich einer kundenspezifischen Entwicklung.

Die Kernfunktion der Video-Aufnahme wird durch vielféltige Fahigkeiten erganzt:

Auto-Split - Automatische Teilung langer Aufnahmen nach Zeit oder GréBe
Pre-Trigger - Bis zu 60 sek aus der Vergangenheit aufnehmen

Fotos speichern bei laufender Videoaufnahme

IP-Streaming, interner FTP-Server, Push-Service zu externem FTP-Server

DIRIS-Boards sind somit fir alle Gerate mit Video-Aufzeichnung und -Visualisierung die
ideale Kernkomponente mit minimalem Aufwand fur Entwicklung und Produktion.

X-SPEX

Pure DSP Performance

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: E E

Halle 1, Stand 481
http://diris.eu [w]:
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AceProx
Identifikationssysteme
Datenerfassung

per RFID

In der Industrie 4.0, speziell
im Internet of Things (IoT),
spielt die Erfassung von Daten
per RFID eine immer groBere
Rolle.

ST

LI |

Bild: AceProx

Die AceProx Identifikations-
systeme GmbH bietet jetzt
IoT-féahige RFID- Leser, Lese-
module und Schreib-Lese-Ein-
heiten mit einer Vielzahl an
Schnittstellen und Ausgangs-
formaten an. Die Integration
in Ihr System oder Ihre An-
wendung wird so spielend
leicht. Ein weiterer Bestandteil
des IoT ist die Near Field Com-
munication, kurz: NFC.

Auch diese Technik beherr-
schen die Leser im Rahmen
des NFC Forum Typ 2. Unter-
stlitzt werden alle gdngigen
NFC - Transponder sowie die
Mifare® Chipfamilie. Je nach
Anwendung kann entweder
nur der ID-Code oder der ge-
samte Speicherinhalt ausgele-
sen, aber auch neu geschrie-
ben werden. Neben der RFID
Schreib-Lese-Hardware bietet
die AceProx Identifikations-
systeme GmbH selbstver-
standlich auch die entspre-
chenden NFC und RFID Trans-
ponder / Datentrager an.
Halle 3, Stand 323
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Fortsetzung von Seite 1
embedded award 2018
... und die Nominierten sind!

Der embedded award wird fur besonders innovative Produkte und Entwicklungen in
den Kategorien Hardware, Software und Tools verliehen.

"
&

,Die Jury ist beeindruckt (ber die ungebremste Innovationskraft der Embedded-System-Entwickler", freut
sich Prof. Dr.-Ing. Matthias Sturm, Mitglied der Jury und Vorsitzender des Messebeirats.

Bild: NirnbergMesse

Zum 14. Mal in Folge belohnt eine mit Branchen-Experten besetzte Jury am 27.2.18,
dem 1. Messetag, herausragende entwicklungstechnische Leistungen. Die begehrten
Auszeichnungen werden schlieBlich im Rahmen des internationalen Presserundgangs
Uberreicht.

Der Count-down lauft: Nur noch wenige Tage und Stunden bis die diesjahrigen Sieger
mit den zukunftsweisendsten Ideen und Entwicklungen bekannt gegeben werden.
Insgesamt sind in den Kategorien Hardware, Software und Tools neun Unternehmen
nominiert. Die Fachjury, bestehend aus Embedded-Branchen-Experten und -For-
schern hat die zahlreichen hervorragenden Einreichungen sorgsam gesichtet und
schlieBlich ein unabhdngiges Urteil gefallt. ,Auch dieses Jahr sind wir begeistert, wie
viele innovative Ideen aus der Embedded-Community eingereicht wurden. Die Teil-
nehmer haben es uns nicht leicht gemacht, sich fiir nur neun Nominierte zu entschei-
den. Nun freuen wir uns sehr, diese Unternehmen bekannt geben zu diirfen." so Prof.
Dr.-Ing. Matthias Sturm, Mitglied der Jury und Vorsitzender des Messebeirats.

In den Kategorien Hardware, Software und Tools sind nominiert:

Antenova Ltd: Antenova's Robusta Antenna - Part No SR4G031
Infineon Technologies AG: OPTIGA™ Trust X
NeoCortec: NeoMesh

embedded trend GmbH & Co. KG: byET-Engine
Wibu-Systems: Blurry Box Encryption Method
XJITAG: XJTAG DFT Assistant

Data I/O Corporation: SentriX
emmtrix Technologies GmbH: emmtrix Parallel Studio
iniNet Solutions GmbH: SpiderPLC

Am 27.2.18 um 11 Uhr gibt Prof. Dr.-Ing. Matthias Sturm im Ausstellerforum in Halle
3A-610 die Sieger jeder Kategorie bekannt, und worin die besondere Innovation des
ausgezeichneten Produkts besteht. (NM)

Hardware

Software

Tools
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Anzeige

MEN Mikro Elektronik GmbH

Leistungsstarker cPCI Serial SBC mit ARM
Cortex A72 und Virtualisierungsfunktionen

Die G40A ist eine leistungsstarke und stromsparende Multicore-CPU-Plattform, die auf einem ARM
Cortex A72-Prozessor basiert. Als voll virtualisierungsféahige Losung wurde sie fir kommunikations-
intensive Anwendungen in rauen Umgebungen konzipiert, die eine hohe Datenbandbreite und Re-
chenleistung benétigen, z.B. in Datener-
fassungsanwendungen an Bord von Ziigen,
in der Industrie oder fir Nutzfahrzeuge.

e Quad-Core ARM Cortex A72
e Virtualisierungsfahig

e Bis zu 8 GB DDR4 (ECC), nicht-
flichtiges SRAM

e Front I/O: 3 Gb Ethernet, 1 USB 3.0
host, 1 USB Konfigurationsport (RS232)

e Rear I/O: 2 PCle lanes, 4 USB 2.0, 1
SATA, 8 Gb Ethernet

e -40°C bis +85°C, Version fur lufter-
losen Betrieb moglich

Multicore-Leistung mit
integriertem Ethernet-Switch

Die G40A von MEN ist ein NXP ARM Cortex A72 LS1046A CPU-Modul im CompactPCI Serial-Formfaktor.
Ausgestattet mit der Quad-Core-CPU mit NXP-Datenverarbeitungsbeschleunigern, schnellem PCI Express
3.0, zukunftssicherem USB 3.0, SATA Gen. 3-Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen auf der Vorderseite
und einem integrierten Ethernet-Switch bietet die G40A beispiellose Vorteile in Bezug auf Leistung, Ge-
schwindigkeit und Kommunikation.

Die vollstandige Virtualisierungsfahigkeit — Speicher- und I/O-Subsysteme kénnen virtualisiert werden -
und die Langzeitverfligbarkeit von 15 Jahren, machen die G40A zu einer zukunftssicheren Komponente.

Der MEN-eigene Board Management Controller (BMC) tberwacht die optionalen Parameter der G40A, wie
Spannung und Temperatur und stellt einen frei konfigurierbaren Watchdog zur Verfigung. Somit ist die
Karte flir Anwendungen geristet, bei denen funktionale Sicherheit erforderlich ist.

Die Speicherkonfiguration der G40A beinhaltet einen schnellen DDR4-DRAM mit ECC, der mit der Platine
verlotet ist, um eine optimale Schock- und Vibrationsfestigkeit zu gewahrleisten. Ein nichtfllichtiger SRAM,
ein eMMC NAND Flash Device und eine microSD-Karte kénnen ebenfalls bestiickt werden und bieten Platz
fUr individuelle Anwendungen oder kénnen als lokales Bootmedium genutzt werden.

Die G40A ist fur den Einsatz in rauen Umgebungen vorbereitet und ist damit eine ideale Lésung, wenn
hohe Verarbeitungskapazitaten auf kleinstem Raum gebraucht werden. Der SBC verfiigt Uiber einen ange-
passten Kiihlkérper und alle Komponenten sind zum Schutz vor Schock und Vibration fest verlotet. AuBer-
dem wurde die Karte flir den Einsatz in feuchten und staubigen Umgebungen lackiert.

ma 5 Halle 1, Stand 406
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Cybersicherheits-
zentrum eroffnet mehr
Raum fiir Sicherheit

Die Institutsleiter des Fraun-
hofer AISEC Prof. Claudia E-
ckert und Prof. Georg Sigl rich-
teten ihren Dank vor allem in
die Richtung der zahlreichen
Vertreter der unterschiedlichen
Projektteams, allen voran das
Architekturbliro HENN, die seit
ca. 2 Jahren mit der Planung
des Neubaus beschaftigt waren.
Das Fraunhofer Cybersicher-
heitszentrum in Garching er-
offnet mehr Raum flr Sicher-
heit: Mehr Raum fir mehr Mit-
arbeiter, mehr Raum fiir Test-
raume und Labors und mehr
Raum fiir Kooperationen und
Projekte. Bayerns Wirtschafts-
ministerin Ilse Aigner bezeich-
nete das AISEC als echte
Fraunhofer-Erfolgsgeschichte
in Bayern. TUM-Prasident Prof.
Herrmann begriBte die An-
siedlung des Fraunhofer AISEC
auf dem Gelande der TUM und
unterstrich die Anstrengungen
auch von TUM-Seite fir die IT-
Sicherheit am Standort z.B.
durch den geplanten Neubau
der Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik auf dem Nach-
bargrundstiick.

Auch Prof. Neugebauer, Prasi-
dent der Fraunhofer-Gesell-
schaft betonte die Kooperation
und kiindigte die Ansiedlung
zusatzlicher Institute mit Neu-
bauten auf dem Gelande an.
Gefordert wird der Bau auch
im Rahmen der Strategiepro-
gramme Bayern Digital des
Bayerischen Wirtschaftsminis-
teriums. (AISEC)

Anzeige

n Teilen

Vernetzen
Sie Ihre Welt
mit unserer Welt
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apra-norm Elektromechanik GmbH

Neue Gehauseserie ,, Xdream2U"

Die apra-gruppe stellt auf der embedded World die neue Gehauseserie Xdream2U vor, das
stylische Zuhause fiir embedded Boards wie Europakarten, SMARC, Pico-ITX oder Embed-
ded Nuc. Front- und Rlck-
wand kénnen individulell be-
arbeitet und mit Sieb- oder
Digitaldruck veredelt wer-
den. Das zweischalige Alumi-
niumprofil-Gehause ist in 5
GroBen und 3 Tiefen ab La-
ger verfligbar, andere Ab-
messungen und mechani-
sche Bearbeitung der Ge-
hause bieten wir Ihnen
gerne an. Der farbige Dich-
tungsrahmen aus Kunststoff
mit integrierten rutschfesten
GehausefiiBen gewahrleistet
einen Schutz von IP 65.

Embedded

NUC

Bild:
apra-norm
Elektromechanik

Die Familie der Hutschienenserie apra-Rail DB hat Nachwuchs bekommen: Sie haben
jetzt noch eine groBere Auswahl mit den BaugréBen DB1 und DB12 und die drei neuen
stufenlosen Oberschalen der DB06er Serie bieten mehr Einbauraum flr Ihre Elektronik.
Das Universal-Hutschienengehduse ist flir elektronische Anwendungen aller Art geeignet,
unter anderem in Industrie, Automation, Smart-Home, Gebdudetechnik und in der Steu-
erungs- und Regelungstechnik einsetzbar.

NEU bei apra: die Thermoform Tiefziehtechnik — mit einer groBen Auswahl an Material-
starken und Farben ab Lager, flexibler Werkzeugherstellung und in Kombination mit un-
seren Fertigungstechnologien Fras-Biegetechnik oder Blechbearbeitung eréffnet Ihnen
die apra-gruppe neue Moglichkeiten im Design und der Herstellung von embedded Ge-
hauselésungen. Halle 3A, Stand 110

Unitronic GmbH
Neue ,, IoT"-fahige
Sensorik-Losungen

Die Unitronic GmbH, Entwicklungsdienstleister aus Dusseldorf und Mitglied des
schwedischen Technologiekonzerns Lagercrantz Group AB, prasentiert auf der
embedded world 2018 sein neuestes Sen-

Energy. sor2Cloud-Produktportfolio sowie anschau-
Harvesting liche Demonstratoren.
Board

Im Fokus der Messe stehen ein Energy Har-
vesting Board von e-peas mit Solarpanels,
IoT Smart Parking Sensoren, OBD-II Module
von iWave, IoT-Module von Sierra Wireless
sowie die neuen Funkmodule von Radio-
crafts. ,Wir freuen uns den Besuchern die
Neuzugange zu unserem Sensor2Cloud-
Portfolio zu prasentieren. Passend zu unse-
rer Strategie fihren wir auch vor Ort eine
Live-Applikation zur Messung des CO2-Ge-
halts in Gebauden vor. Hierbei zeigen wir
wie Sensordaten ausgelesen und an den

Bild: Unitronic GmbH Cloud-Dienstanbieter IBM Bluemix gesendet

K und anschlieBend verdichtet werden", so Werner Niehaus, BU Manager Electronics
bei Unitronic. Halle 3, Stand 221
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ILFA GmbH
Embedding -
SMD in die Leiterplatte

Die technologischen Anspriiche an elektronische Baugruppen wachsen stetig. Bereits seit
Jahren ist die Leiterplatte keine reine Verdrahtung von einzelnen Komponenten mehr,
sondern wird ein immer aktiverer Be-
standteil der gesamten Schaltung. Das
Einbetten von Chips in Form von Bare-
Dies ist in einigen GroBserien langst auf
dem Markt angekommen. Entscheidender
Flaschenhals aus Sicht der Leiterplatten-
branche ist hier jedoch die Beschaffung
geeigneter, einbettbarer Komponenten.
Fir den Bereich der Prototypen bis mittle-
ren Serien rickt dagegen das Einbetten
von aktiven und passiven SMD-Bauteilen
immer mehr in das breite Interesse.

Vorteil gegenliber konventionellen Baugruppen ist nicht nur ein héherer Miniaturisie-
rungsgrad. Die Bauteile werden auch vor schadlichen Umweltbedingungen geschiitzt,
sind manipulationssicher untergebracht
und kénnen Uber das umliegende Kupfer
abgeschirmt werden. Darlber hinaus
kénnen bei entsprechendem Design mit
kurzen Signalwegen parasitédre Effekte
stark eingeschrankt oder die Warmeablei-
tung deutlich verbessert werden. Durch
das Nutzen von SMD-Bauteilen ist keine
aufwendige Anpassung des Supply-Chain
oder der Bauteilspezifikation notwendig.
Uber verschiedene Forschungs- und Kun-
denprojekte konnte ILFA bereits seit dem Jahr 2000 langjahrige Erfahrungen mit der
Embedding Technologie sammeln. Unter anderem haben wir auch fir ,gréBere® Gull-
Wing Anschlisse eine zuverlassige Einbettstrategie entwickelt.

Halle 3, Stand 349

Bilder: ILFA

PHYTEC Messtechnik GmbH
100 kostenlose

~1.MX 6UL"™ Entwicklungskits

Leistungsstark, industrietauglich und preisoptimiert: Das phyCORE-i.MX 6UL System
on Module von PHYTEC ist die optimale wwewrwrmmgrTe

Lésung flr vollstandige Linux-Imple- S T

mentierungen, erhaltlich zu Serienprei-
sen unter 20 Euro (ab 10.000 Stick).

Den Einstieg in Neuprojekte macht PHY-
TEC jetzt noch attraktiver — und vergibt
100 phyBOARD-Segin Entwicklungskits
kostenlos.

Halle 2, Stand 350

100 x kostenlos: PHYTEC phyBOARD-
Segin plus je 3 phyCORE-i.MX 6 UL
System on Modules

Bild: PHYTEC

Cybersecurity-Act:
VDMA fordert Nach-
besserung duch die EU

Die EU-Kommission schlagt
einen europaweiten Rahmen
fir IT-Slcherheit vor. Der
VDMA warnt allerdings, dass
einige der geplanten MaB-
nahmen die Industrie belas-
ten wirden.

Eine wichtige Voraussetzung
fir den Erfolg von Industrie
4.0 ist es, digitale Systeme
und Infrastruktur vor Angrif-
fen zu schitzen. Positiv sieht
der Maschinenbau daher das
Ziel der EU, die IT-Sicherheit
von Produkten international
vergleichbar zu machen.
Kaum geeignet sind dafir al-
lerdings die Vorschlage der
EU-Kommission zu gemein-
samen Regeln flir Cyber-
security-Zertifikate (,Cyber-
security Certification Frame-
work™). Der VDMA ruft daher
das EU-Parlament dringend
dazu auf, die Vorschlage
grundlegend an die Bedirf-
nisse von Industrieunterneh-
men anzupassen. Deutliche
Kritik Gbt der Verband an der
Idee, eine verpflichtende
Drittzertifizierung fir Cyber-
security einzuftihren.

So kritisiert der VDMA, dass
der Vorschlag der Kommission
zur  Cybersecurity-Zertifizie-
rung der Industrie nicht genug
Raum zur Mitsprache lasst,
sondern vor allem auf starre
Stufen und Eingriffe durch Be-
hérden setzt. Der Maschinen-
bau pladiert dafir, im Sinne
des New Legislative Frame-
work zwar allgemeine Vorga-
ben zu machen, die Umset-
zung aber den Unternehmen
und Standardisierungsgre-
mien zu Uberlassen. (VDMA)
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SESA

Neueste

Technologien im
Embedded HMI Design

Socionext Embedded Software
Austria (SESA) prasentiert auf
der ,embedded world" die
neuesten Technologien im Be-
reich Embedded HMI Design.
In der Halle 4 zeigt SESA die
Hypervisor  basierte  Cecil
Demo sowie weitere innova-
tive Ldésungen, die perfekt auf
aktuelle HMI- und GUI-Trends
abgestimmt sind. Die De-
monstrationen umfassen eine
Reihe von in-vehicle Lésungen,
darunter auch:

Cecil Demo basierend
auf Hypervisor

Automotive HMIs erfiillen ver-
schiedenste  Anforderungen.
Immer mehr verschwimmen
dabei die Grenzen zwischen
wichtigen  Fahrinformationen
und Komfort- und Unterhal-
tungsfeatures. Eine Technolo-
gie, die dazu beitragt, sicher-
heitskritische Attribute von In-
fotainment- und Komfortfunk-
tionen in zwei heterogene Sys-
teme zu unterteilen, ist der Hy-
pervisor. Dieser stellt sicher,
dass auch bei einem Ausfall ei-
nes Systems das andere wei-
terhin unbeeintrachtigt bleibt.

Basierend auf diesem Prinzip
haben Socionext Embedded
Software Austria und Mentor, a
Siemens Business, die ,,Cecil
Demo" eine Hypervisor-ba-
sierte Multiscreen-Demo mit
dem HMI-Tool ,CGI Studio"
von Socionext und embedded
Softwarekomponenten von
Mentor entwickelt.

Bild:
SESA

Die Verwendung von ,Nomadic
Devices" oder mobilen Geraten
innerhalb des Fahrzeugs nimmt
zu und damit auch die Anforde-
rung an HMI Tools mit diesen
speziellen Plattformen und Be-
triebssystemen umzugehen.
Halle 4, Stand 479
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Fraunhofer IPMS

Draht- und batterieloser RFID-
Sensor zur Prozessuberwachung

Auf der Fachmesse embedded world vom 27.2. bis 1.3.18 in NUrnberg zeigen die
Experten ihr Komplettangebot flir die Automatisierungsbranche.

Draht- und batterieloser RFID-Sensor fiir rotierende Bauteile
Bild: Foto Fraunhofer IPMS

Betreiber von hochautomatisierten Produktionsanlagen tun gut daran, den Zustand
ihrer Anlagen und Maschinen stets genau im Blick zu haben. Wer fehlerhafte Pro-
zesse oder einen vorzeitigen VerschleiB an Werkzeugen friihzeitig feststellt, kann
Schaden an Maschinen und Produktionsausfélle vermeiden und betriebliche Ablaufe
optimieren.

RFID-Technologie mit drahtloser
Daten-und Energieiibertragungstechnik

Die Integration von Sensoren an Wellen oder Spindeln von Werkzeugmaschinen ist
in der Praxis allerdings haufig nicht so einfach. ,Kabel oder Batterien sind an rotie-
renden Bauteilen nur mit viel Aufwand integrierbar, daher eignen sich drahtlose
Sensorsysteme meist besser.™ erklart Dr. Andreas Weder, Entwicklungsleiter am
Fraunhofer IPMS. RFID-Sensoren zahlen zu solchen drahtlosen Sensor-Systemen.
Hier wird, die aus der RFID-Technologie bekannte drahtlose Daten- und Energie-
Ubertragungstechnik von Lesegerat zu Sensor ausgenutzt. Das Lesegerat speist den
Sensor mit Energie, um die Messung durchzuflihren und anschlieBend die Mess-
werte zu Ubertragen. ,Wer die Auto-ID-Technologie RFID kennt, wei3, dass die
drahtlose Ubertragung von Sensortransponder zu Lesegerat in metallischen Umge-
bungen eine besondere Herausforderung ist, da Metall elektromagnetische Wellen
teilweise in ungewollter Weise reflektiert und die notwendige Energie so nicht am
Sensor ankommt." erklart Weder. ,Durch eine spezielle Antennengeometrie, konn-
ten wir diesen Effekt ausgleichen. Gleichzeitig haben wir den Sensortransponder an
die Bauform der Welle angepasst.”

Mit intelligenten Softwarelésungen ist auch die Integration in bestehende Produk-
tionsumgebungen und die Anbindung an vorhandene Leitsysteme einfach zu reali-
sieren. Andreas Weder erldutert: ,Fur die erfolgreiche Systemintegration von draht-
losen RFID-Sensor-Systemen ist oft umfangliches Know-How von ASIC- und An-
tennendesign Uber die Sensortag-Entwicklung bis hin zur Sensor-, System- und
Cloud-Integration notwendig. Eine Middleware, der sogenannte RFID-OPC-UA-Au-
toID-Server (ROAD-Server), setzt die OPC-UA AutoID-Companion-Spezifikation
entsprechend flir RFID-Sensor-Komponenten um und ermdglicht damit eine her-
stellerunabhdngige, standardkonforme Kommunikation fir die industrielle Automa-
tisierung.

Seite 15
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Programmierbarer Mobilfunk-
Router fiir IoT/M2M

Der MC PMRL Router verfiigt tber ein Mobilfunk-Modul und ist zusatzlich mit OpenWrt
Linux individuell programmierbar. Damit ist er nicht nur ein Industrie-Mobilfunk-Router,
sondern kann zusatzlich teure Erweiterungsmodule fir z. B. Protokollkonverter durch

Softwarefunktionen ersetzen. So kdnnen
die Kosten fir IoT-Anwendungen um bis
zu 75% gesenkt werden.

Der MC PMRL Industrie-Router von MC
Technologies verbindet per Mobilfunk zwei
entfernte Netzwerke, Ubertragt dabei bei-
spielsweise  Sensordaten, (Ubernimmt
Schaltaufgaben oder meldet Alarme. Mis-
sen daflr unterschiedliche Schnittstellen
verbunden werden, ersetzt der Router z.
B. Protokollkonverter wie ModbusTCP zu
Modbus RTU. Der Preis des MC PMRL liegt
trotzdem nur geringfligig Uber einem
Standard-Router.

Bild: MC Technologies GmbH

Der MC PMRL Mobilfunk-Router ist mit OpenWrt Linux individuell programmierbar und
kann so Erweiterungsmodule fiir z.B. Protokollkonverter ersetzen. Mit OpenWrt Linux
kénnen eigene IoT-Anwendungen entwickelt und zudem bereits verfiigbare OpenWrT-
Softwareerweiterungen und Treiber integriert werden. Der MC PMRL ist mit seinen ana-
logen Eingangen sowie digitalen Ein- und Ausgangen u.a. fir die industrielle Maschinen-
kommunikation konzipiert. Halle 3, Stand 338

SEPA EUROPE GmbH

Drei besonders kleine
und schmale Liftermodelle

Der Lifter- und Kihlungsspezialist SEPA EUROPE ergdnzt die Reihe der superflachen
Radialllifter um drei weitere Modelle. Die ,Neuen™ kénnen mit ihren kompakten Ma-
Ben von 38 x 40 x 5 mm, 54 x 52 x 6 mm und 45 x 45 x 4 mm glénzen und haben

den Namen ,superflach® mehr als

verdient.

Alle Lufter sind mit dem zuverlas-
sigen Madfix Gleitlager ausgestat-
tet und haben bei 40 °C eine Le-
bensdauererwartung von 210 000
h (MTBF) bzw. 40 000 h (L10).
Dank des PWM-Eingangs in Kombi-
nation mit dem Tachoausgang,
kann die Drehzahl gesteuert und

Uberwacht werden.

Bild: SEPA EUROPE GmbH

Man sieht es ihm auf den ersten Blick nicht an, aber das Modell HY45ABO5PNKOOA kann
mit einem Druck von 143 Pa punkten. Die neuen Modelle werden bei SEPA in das Stan-
dardsortiment aufgenommen und sind somit demnachst ab Lager lieferbar.

MaBgeschneiderte Kihllésungen sind die Spezialitdat von SEPA EUROPE. Durch uber
25 Jahre Erfahrung hdlt SEPA EUROPE fiir nahezu jede Aufgabenstellung eine pas-

sende Ldsung bereit. Halle 3, Stand 448

Fortsetzung von Seite 14

Erfolgreiche
Systemintegration
von drahtlosen RFID-
Sensor-Systemen

So lassen sich beliebige Lese-
gerate, Identifikations- und
Sensor-Transponder in den
verschiedenen Frequenzberei-
chen (LF, HF, UHF und NFC)
und von verschiedenen Her-
stellern einheitlich anspre-
chen."Wer sich fur die RFID-
Sensor-Module des Fraunhofer
IPMS interessiert, kann sich
auf Europas fiihrender Fach-
messe flir eingebettete Sys-
teme ,embedded world" vom
27.2. bis 1.3.18 in Nirnberg
ein Bild machen. Die Entwick-
ler des Fraunhofer IPMS pra-
sentieren mit unterschiedli-
chen Sensoren bestlickte Mus-
tersysteme und beraten bei
der Implementierung von
RFID-Sensor-Systemen. Zu
finden ist die Ausstellung des
Fraunhofer IPMS in Halle 3 am
Stand 123. (IPMS)

CTC advanced GmbH
Kompetente Beratung

Die CTC advanced GmbH un-
terstltzt durch kompetente Be-
ratung und hochprazise Test-
und Zertifizierungsdienstleis-
tungen nahezu alle Branchen
und Produktgruppen beim in-
ternationalen Marktzugang.
Im Bereich der Embedded Ra-
dio Systems bietet CTC advan-
ced das komplette Spektrum
an Konformitatspriifungen und
entwicklungsbegleitenden
Messungen nach den Anforde-
rungen fir Europa, USA, Ka-
nada, Japan und weltweiten
Standards. Neben Funkprifun-
gen (bis 325 GHz) fir alle gan-
gigen Technologien, wie z. B.
Bluetooth, WLAN, ZigBee, Sig-
fox, 2G/3G/4G, Satelliten- und
Radarfunk gehoéren hierzu
auch Prifungen der Elektro-
magnetischen Vertraglichkeit,
der elektrischen Sicherheit so-
wie Beurteilungen mdoglicher
gesundheitlicher Beeintrachti-
gungen in Form von SAR- und
EMF Messungen.

Halle 3, Stand 616A
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VDMA ist gegen
eine verbindliche Dritt-
zertifizierung

Dadurch wirden sich Stan-
dards auch nicht nur in Eu-
ropa, sondern weltweit ein-
heitlich entwickeln. Entschie-
den tritt der VDMA gegen eine
verbindliche Drittzertifizierung
ein. Solche Labels verursa-
chen im Mittelstand erhebli-
che Kosten, bieten aber kei-
nen Mehrwert gegentiber der
Selbsterklarung durch das CE-
Kennzeichen. Zudem kénnen
diese nicht die Dynamik abbil-
den, mit denen sich Bedro-
hungen und Angriffe weiter-
entwickeln.

Derzeit diskutiert das EU-Par-
lament mégliche Anderungs-
antrdge zum Cybersecurity
Act. Die Position des Maschi-
nenbaus hat der VDMA in dem
aktuellen  Papier ,Cyber-
security — Eine umfassende
strategische Aufgabe flir Eu-
ropa" eingebracht.

,Datenstrome enden nicht an
Landesgrenzen, deswegen
muss Europa bei der IT-Si-
cherheit zusammenarbeiten.
Leider sind die entsprechen-
den Vorschlage der EU-Kom-
mission zwar gut gemeint, ge-
hen aber an den Erwartungen
der Industrie vorbei®, sagt Na-
emi Denz, Mitglied der Haupt-
geschaftsfihrung des VDMA
,Durch die Digitalisierung
werden sich Produkte und Ge-
schaftsmodelle veréndern. Ein
politischer Rahmen flir Cyber-
security kann dabei nur mit-
halten, wenn Anforderungen
der Industrie im Fokus stehen.
Das gilt vor allem fiir B2B-Pro-
dukte des Maschinenbaus, die
oft individuell gefertigt wer-
den und an die einzelne Kun-
den ganz unterschiedliche Er-
wartungen haben."™ (VDMA)

messe .de
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eesy-ic GmbH
Frequenzsynthesizer
fur FMCW-Radarsysteme

Gefordert vom BMBF bietet eesy-ic einen digital gesteuerten Frequenzsynthesizer fir
FMCW-Radarsysteme an. Basierend auf einer All-Digital Phase Locked Loop erzeugt er
ein sehr stabiles frequenzmoduliertes
Signal im Bereich von 12GHz -
12.5GHz, welches (liber eine digitale
SPI-Schnittstelle konfigurierbar ist.
Schnelle und lineare FMCW Chirps bie-
ten die Grundlage flir eine hochge-
naue Ortung.

Die Chirp-Dauer ist einstellbar im Be-
reich von 0,1ms-10ms und der Fre-
quenzhub ist mit einer Auflésung von
24 Bit im Bereich von OMHz - 500MHz
programmierbar. Eine softwarege-
steuerte Rickmessung der Frequenz-
kennlinie des Oszillators fihrt eine Li-
nearisierung durch, sodass hochline-
are Rampen entstehen.

Bild: eesy-ic GmbH

Durch den Einsatz von Zweipunktmodulation und eines programmierbaren Schleifen-
filters konnen Phasenrauschen und Modulationsgeschwindigkeit des Radarsystems
wahrend des Betriebs optimiert werden. Eine FSK-Modulation ermdglicht zusatzlich den
Datenaustausch zwischen zwei Radarstationen. Halle 4A, Stand 40h

EMC electro mechanical components GmbH

Protoyping und Test bis 175°C,
fur 75GHz auf kleinstem Raum

Die Anforderungen an elektromechanische Verbindungen von Halbleitern steigen stetig.
Miniaturisierung ist das hochste Ziel und immer mehr Anschliisse mussen auf kleinstem
Raum untergebracht werden. Mechanisch wird abso-
lute Zuverlassigkeit tGiber den ganzen Temperaturbe-
reich, am besten von -55°C bis +175°C, erwartet.
Elektrisch hingegen soll das Kontaktmedium mdog-
lichst unsichtbar sein und Frequenzen z.B. fiir Ra-
daranwendungen bis 70GHz Ubertragen.

Fir derart hohe Anforderungen stellt Ironwood
Electronics kundenspezifische Sockellésungen zur
Verfigung. Ein Mikrocontroller im Ball Grid Ge-
hause, der durchaus 400 Kontakte auf 6x6mm?2
aufweist, wird z.B. mittels eines eigens entwickel-
ten Elastomers zuverlassig kontaktiert. Die Sig-
nalintegritat ist dabei herausragend. Bei 75GHz
zeigen Simulationen und Messungen unter Real-
bedingungen Verluste von nur 1dB.

Bild: EMC

Damit der Kontakt mechanisch stabil ist, wird das Elastomer in einem Rahmen ge-
halten und gefiihrt. Der Rahmen wird auf die Zielplatine geschraubt, sodass eine
wieder |I6sbare Verbindung entsteht. Die Form des Rahmens wird gemeinsam mit
dem Anwender an die jeweilige Applikation angepasst, um den zur Verfligung ste-
henden Raum optimal zu nutzen. Halle 2, Stand 659
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APdate! card solutions Andreas Pichler

Very Low Profile DRAM fur
extreme Umgebungstemperaturen

InnoDisk, einer der fithrenden Hersteller von Flash Speicherprodukten und DRAM Modu-
len flr industrielle Anwendungen stellt eines der branchenweit ersten ultraflachen DRAM
Module mit erweitertem Betriebstemperatur-
bereich vor.

Das neue DDR4 Very Low Profile (VLP) DRAM
ist speziell fir Anwendungen in den Bereichen
Uberwachung, Netzwerk und Telekommuni-
kation konzipiert und ist die Antwort von In-
noDisk auf das rasante Wachstum und den
Technologiewandel, dem diese Markte gegen-
wartig unterworfen sind.

Fiir den Bereich Uberwachungslésungen wird
ein jahrliches Wachstum von 17% und damit
auch eine entsprechend steigende Nachfrage
nach robustem DRAM Speicher prognostiziert.

Der Telekommunikationsmarkt steht ganz im
Zeichen der 5G-Umstellung, die die rasche
Modernisierung der Netzwerke auch in Regio-
nen auBerhalb der Ballungsgebiete notwendig
macht. Auch hier wéachst der Bedarf an un-
empfindlichem RAM-Speicher.

Die neue DDR4 VLP Linie mit erweitertem
Temperaturbereich erfillt alle Anforderungen dieser Anwendungsbereiche an Perfor-
mance und Zuverlassigkeit. Halle 4A, Stand 543

CAN-CBX-AIR/3
Funkmodul zur drahtlosen
Verbindung zweier CAN-Netze

esd electronics hat das Funkmodul CAN-CBX-AIR modifiziert. Das neue CAN-CBX-AIR/3
erflllt die Anforderungen gemaB ETSI EN 300 328 V.2.0.20 (RED) und i

st ab sofort lieferféahig. Wie schon die friihere Ausfiihrung baut das
CAN-CBX-AIR/3-Modul eine Funkverbindung im

2,4 GHz ISM-Band auf, um zwei CAN-
Netzwerke unterschiedlicher Ubertra-
gungsrate drahtlos miteinander zu
verbinden. Es Uberbrickt im Freifeld
bis zu 200 m und bietet gegentiber
Bluetooth und WLAN einen schnelle-
ren Verbindungsaufbau sowie kurze
Latenzzeiten. Das CAN-CBX-AIR/3 @
nutzt eine vollstandig, transparente
Datenlbertragung und lasst sich ge- &7
ma&B dem CiA WDP 315 betreiben. h ¢

Das Funkmodul kann als CAN-Bridge T

eingesetzt werden. In dieser Funktion can-cBx-AIR/3, einfach und flexibel als CAN-Bridge
verbindet es zwei unabhédngige CAN- einsetzbar
Netzwerke drahtlos miteinander.
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Bild: esd electronics

Es unterstlitzt dabei den Datenaustausch mit zwei unterschiedlichen Datenraten.
Halle 2, Stand 410

U-Reach GmbH
Duplikationssysteme
fur physikalische
Datentrdger aller Art

U-Reach Europe entwickelt
und vertreibt Duplikationssys-
teme flr physikalische Daten-
trager. Die Systeme als Ko-
piergerate, Loschsysteme oder
Testequipment verwendet. Mit
der Daisy-Chain Technologie
kénnen die Produkte von U-
Reach mit sehr hohen Kopier-
geschwindigkeiten  kopieren,
I6schen und testen.

Neben vielen Produkten im CD,
DVD, Blu-ray Bereich bietet die
Produktpalette Systeme fir
Flash Datentrager aller Art. Auf
der ,embedded world" zeigen
wir Neuentwicklungen wie den
M2 Pcie Kopierer sowie seinen
neuen USB3.0 Kopierer mit
neuer Technologie.

e
\ % e 4 -|_ l_.

Bild:
U-Reach Europe

Das Systeme wird in vielen
verschiedenen Industrien ein-
gesetzt. Sie finden unter ande-
rem Verwendung in der Pro-
duktion von Hardware, der Ki-
noindustrie, der Medizin uvm.
Halle 4A, Stand 637

Perforce Software
Perforce prasentiert
integrierte Losung fiir
agile Entwicklung

Das Internet der Dinge und
der allgemeine Trend der Digi-
talisierung erfordern immer
schnellere Release-Zyklen bei
weiterhin hochster Qualitat -
fir Anbieter von Embedded-
Systemen ein Grund, agile
Entwicklungsmethoden nicht
mehr nur in einzelnen Projek-
ten, sondern unternehmens-
weit einzufiihren. Dies erfor-
dert jedoch ein vollig neues
Niveau an Transparenz und
Steuerbarkeit - sowohl fir
Manager als auch Entwickler.
Halle 4, Stand 180
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m2m Germany

Open Linux IoT
Gateway fiir Telematik
und Telemetrie

Die neue Telematik-Control-
Unit owa4X - basierend auf
LINUX - verfiigt Uber Mobil-
funk, GNSS, Bluetooth
Smart/WiFi und punktet mit
enormer Performance auf der
bewahrten Architektur. Daflr
sorgen der ARM Cortex A8
32bit 800Mhz Prozessor und
die 512MB DDR, sowie 1GB
NAND Flash. Neu auf dem
deutschen Markt sind die bis zu
4 CAN Schnittstellen. Die
owa4X ist eine kompakte on-
Board-Unit, die den Einsatz
selbst in rauer Umgebung und
bei Extremtemperaturen er-
mdoglicht. Die owa4x steht
ausschlieBlich in einem ro-
busten Kunststoffgehduse zur
Verfligung, das optional den
Schutzklassen Standard IP67
erflllt. Schlisselfunktionen wie
CAN & Kline Interfaces, pro-
grammierbarer 9-Achsen Sen-
sor (Accelerometer/Gyroscope
& Magnetometer), sowie
Features wie Dead reckoning,
100Mbps Ethernet und wahl-
bare SIM Karten Ausfiihrung -
Micro SIM oder eSIM; runden
das Profil der owa4X ab. Neu
ist auch die Option, die Box
ausschlieBlich via Batterie zu
versorgen — eine wieder auf-
ladbare Li-Ion 3,7V Batterie
ermoglicht einen langen auto-
nomen Betrieb.

Bild:
m2m
Germany

Die Produkte der owaX-Familie
sind pradestiniert sich flr samt-
liche Telematik-Anwendungen.
Typische Einsatzbereiche sind:
Flottenmanagement, Car-
Sharing, Auto Vehicle Location
(AVL), Track & Trace, Ortung
und Betriebsdatenerfassung
von beweglichen Objekten.
Aufgrund der Robustheit ist die
Unit besonders geeignet flir
den Einsatz bei Bau- und
Landmaschinen, Gefahrgut,
Forder- bzw. Industrieanlagen,
Kompressoren und vielem mehr.
Halle 3, Stand 235
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CREATIVE CHIPS GmbH

“I0-Link-Device-IC CCE4502 "
von CREATIVE CHIPS

CREATIVE CHIPS bietet seit Jahresbeginn 2018 das Uberarbeitete und weiterentwickelte
I0-Link-Device-ASSP CCE4502 aus der bewahrten IO-Link-Schaltkreisfamilie CCE45xx
an. Zur Versorgung externer Kom-
ponenten steht ein 7V-Schaltregler,
ein 3,3V bzw. 5V Spannungsregler
und ein weiterer 5V-LDO mit fester
Ausgangsspannung zur Verfiigung.
Die neue Version enthalt auBerdem
eine extern nutzbare 1,2V Span-
nungsreferenz und einen Clock-Aus-
gang mit niedrigem Temperaturko-
effizient und +/- 2% Genauigkeit.
Die Ausgangsstufe ist hinsichtlich
PNP-, NPN- oder Push-Pull-Mode
einstellbar und liefert einen Dauer-
strom von bis zu 200mA. Die Flan-
kensteilheit ist modifizierbar.

CREATIVE CHIPS GmbH

Neben einem QFN24-Gehduse (4 x 4 mm) wird der Baustein fiir Sensorapplikationen
auf ultrakleinen oder Flex- PCBs als 24-Ball-CSP mit einer GréBe von nur 2,0 x 2,6
mm angeboten. Als Entwicklungstool stellt Creative Chips ein preisglinstiges Evalu-
ierungs-Board auf Basis eines Cypress PSoC© 8C-Prozessors und dazugehdrigem
Software-Stack zur Verfligung.

Halle 4A, Stand 538

Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH

Neuheiten und Applikations-
beispiele fuir das Internet of Things

Die Endrich Bauelemente GmbH wird auf der embedded world in Halle 1 Stand 259 einen
umfassenden Uberblick tber ihr Portfolio im Bereich der aktiven Bauelemente geben. Im
Bereich Displays und embedded Syteme
stellt Endrich Anzeigesysteme der Firma
DLOGIC vor, darunter vielseitige Linux-
basierende Touch-Display Computer,
die durch ihre hohe Flexibilitdt im Design
in vielen verschiedenen Anwendungen
zum Einsatz kommen. Der besondere
Schwerpunkt liegt auf industriellen und
medizinischen Anforderungen dank ho-
her Temperaturbereiche, einer Langzeit-
verfugbarkeit von 7 Jahren und beson-
derer Robustheit. Zudem werden
Touch-Monitore mit all-in-one Steckver-
4 binder von DLOGIC ausgestellt.

Bild: Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH

Weltweit erstmalig werden in Zusammenarbeit mit der faytech AG Prototypen der inno-
vativen Docking-Station-Serie auf dem Stand getestet. Das modulare System entkoppelt
die Display-Unit von der Embedded-PC-Unit tiber eine patentierte Schnittstelle, die neben
den Video- auch Backlight- und Touchsignale Ubertragt. Dies ermdglicht eine breite Aus-
wahl an DisplaygréBen bei gleichzeitig skalierbarer Rechenleistung.

Halle 1, Stand 259
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Highlights der EFCO Group

EFCO Group wird auf der embedded world 2018 neue Panel PCs von 7" bis 21" vorstellen.
Gedacht sind die Industrie-Panel-PCs (IPCs) flir den Einsatz im Factory Automation und
Logistik-Umfeld.

Bild: EFCO Electronics GmbH

Im Bereich lifterlose embedded PCs bzw. IPCs zeigt EFCO neue Gerdte auf Basis von Intel
Skylake S, Skylake U bzw. Intel Braswell. Die Einsatzmdglichkeiten reichen von industrieller
Bildverarbeitung (Machine Vision) bis hin zu einfachen Steuerungsaufgaben im Factory Au-
tomation Umfeld. Customizing der Gerate und Long Lifetime Support sind mdglich.

AuBerdem stellt EFCO HMI/Panel-PC und Industrie-PC Produkte mit neuer Konnektivitat
vor: Mittels Zugang zum Sigfox Netz kdnnen so Stérmeldungen der Gerate Ubermittelt
werden. Ein in den Geréten verbauter Uberwachungsbaustein priift Betriebsparameter und
stellt Abweichungen, was ein Predictive Maintenance von Maschinen ermdglicht.

Halle 1, Stand 253

Huawei: Caté6 Modul ME916s & Cat4

Industrie Dongle ,MS2372h"
mit exzellenter Performance

Mit dem Cat.6. Modul ME916s prasentiert Huawei ein High Speed LTE Modul im M.2.
Format mit globalen Frequenzbandern, das auf dem ei-
genen Chipsatz von Huawei basiert und (ber
GPS/GLONASS verfligt. Optimiert in Sachen Stromver-
brauch, Leistung und mit erweitertem Temperaturbe-
reich von -20°C bis +70°C ist es nahezu die ideale Wahl
fur viele industrielle Anwendungen. Daruber hinaus ist
es bestens ausgestattet flir den Einsatz in Notebooks,
Tablets oder Ultra Books, sowie flir Telemetrie und Te-
lematik Szenarien. Mit dem ME916s stellt Huawei ein
zukunftsweisendes, langdfristig verfigbares und Kosten
optimiertes Modul zur Verfligung. Das Modul ist voll zer-
tifiziert, auch bei global agierenden Netzanbietern wie
z.B. A&T, Vodafone, orange, etc., was seine Attraktivitdt erhéht. Halle 3, Stand 235

Bild:
m2m Germany

Maschinenbau treibt
digitalen Wandel auch
auf Plattformen voran

Die Wertschopfung im B2B-
Geschaft erfolgt immer starker
durch digitale Services. Der
Maschinenbau kann Treiber
der neuen Plattformdékonomie
sein - Voraussetzung ist aber,
dass das Thema auf Vor-
standsebene verankert wird.
Der digitale Wandel wird vom
Maschinenbau erfolgreich vo-
rangetrieben - bisher vor al-
lem in der Produktion, kinftig
auch mit neuen Geschaftsmo-
dellen. Digitale Plattformen
und die damit verbundene
Plattformdkonomie werden
eine immer gréBere Rolle ein-
nehmen, die Wertschépfung in
der Maschinenbauindustrie er-
folgt immer stérker durch digi-
tale Services. ,Anders als im
Consumer-Bereich lassen sich
die haufig komplexen Prozesse
von der gemeinsamen Ent-
wicklung und der individuellen
kundenspezifischen Konfigu-
rierung einer Maschine Uber
die Inbetriebnahme bis zu den
After-Sales-Services aber nicht
radikal vereinfachen. Das
Know-how, um die Anforde-
rungen eines Kunden zu erfil-
len, haben die Unternehmen.
Damit kann der Maschinenbau
auch in der Plattformdkonomie
der Treiber des Geschehens
sein“, erldutert Hartmut
Rauen, stellvertretender
Hauptgeschaftsfihrer  des
VDMA.

Zwingende Voraussetzung flr
diese filhrende Position ist al-
lerdings, dass auch kleinere
und mittlere Unternehmen
den digitalen Wandel weiter
vorantreiben. (VDMA)

Seite 30
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Verifysoft Technology
Werkzeug zur Messung
der Code Coverage

Auf der Embedded World
2018 prasentiert Verifysoft
Technology den Code
Coverage Analyser Testwell
CTC++ mit neuer Benutzer-
oberflache, die es ermdglicht,
flexibel zwischen verschiede-
nen Coverage-Stufen (bis
MC/DC und sogar MCC) zu
wechseln. Das Tool unter-
stitzt alle Compiler, alle em-
bedded Zielsysteme. Das Tool
kann in sicherheitskritischen
Projekten genutzt werden, die
beispielsweise nach DO-178C,
ISO 26262, IEC 60880, IEC
61508 oder EN 50128 zertifi-
ziert werden miussen. Ve-
rifysoft bietet ein Qualifica-
tion-Kit fur Testwell CTC++
an. Das Kit enthalt Dokumen-
tationen, Testfalle und Proze-
duren, welche die Qualifizie-
rung des Werkzeugs in sicher-
heitskritischen Projekten un-
terstltzen.

Bild: Verifysoft Technology

Ein weiteres Werkzeug ist
GrammaTech CodeSonar, ein
speziell flir eingebettete Sys-
teme entwickeltes Tool flr
Statische Codeanalyse. Das
CodeSonar deckt automatisch
Bugs auf wund Uberprift
Codingstandards wie bei-
spielsweise MISRA. Die neue
Version 4.5 unterstitzt unter
anderem auch C++17.
Imagix 4D unterstitzt Pro-
jektmanager und Entwickler
dabei, Code von Drittanbie-
tern und Legacy-Code zu
verstehen, zu dokumentie-
ren und zu verbessern. Das
Werkzeug automatisiert die
Analyse von Kontrollfluss
und Abhangigkeiten. Es
deckt Probleme bei der Da-
tennutzung und der Interak-
tion von Tasks auf.

Halle 4, Stand 423
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Kabellose Datenuiber-
tragung via WLAN gewinnt
weiter an Bedeutung

Drahtlose Systeme eignen sich haufig besser — insbesondere bei beweglichen Anlagetei-
len oder mobilen Maschinen.

Bild: Fraunhofer IPMS

Fraunhofer IPMS Li-Fi HotSpot im industriellen Umfeld

Viele Funktechnologien wie WLAN erreichen allerdings in Umgebungen mit vielen
Netzwerkteilnehmern rasch ihre Grenzen: nicht selten sind sie zu langsam und au-
Berdem stéranfallig. In Industrieumfeldern mit vielen Netzwerkteilnehmern kdénnen
Sicherheitsanwendungen mit schnellen Zykluszeiten deswegen nicht zuverlassig liber
WLAN-Verbindungen betrieben werden Zusatzlich ist WLAN hinsichtlich der Abhorsi-
cherheit bedenklich. Denn die Funksignale kénnen durch Wande und Maschinenge-
hause dringen und mit einem Empfangsgerat in Reichweite abgehért werden.

Dateniibertragung durch Licht

Li-Fi (Light Fidelity)-Technologie, also die Datenlbertragung durch Licht, 16st viele
dieser Probleme. ,Li-Fi nutzt das weltweit nicht regulierte Spektrum des Lichts", er-
lautert Dr. Alexander Noack, Chefentwickler am Fraunhofer IPMS.

»,Die verfligbare Bandbreite dieses Spektrums ist ausschlieBlich durch die fur die Mo-
dulation bzw. Demodulation eingesetzten opto-elektronischen Bauelemente be-
grenzt, und erlaubt enorm hohe Nettodatenraten®. Die Echtzeitfahigkeit ist ein wei-
teres Merkmal des Systems. Alexander Noack: ,WLAN realisiert eine paketbasierte
und asynchrone Datenlibertragung. Li-Fi hingegen versendet Daten kontinuierlich in
einem Strom. Anwendungen in denen Datenberechnung und -Ulbertragung ein vor-
bestimmtes Zeitlimit nicht tUberschreiten dirfen, kénnen mit Li-Fi betrieben werden.
Dabei kénnen mehrere Datenlinks im Raummultiplexverfahren parallel aufgebaut
werden, ohne dass Interferenzen zwischen den einzelnen Datenlinks bestehen. Dies
ermdglicht eine stérungssichere Industrieumgebung und eine sehr hohe Dichte von
Datentbertragungszellen.

Technologie ist allerdings an eine Grundvoraussetzung gebunden: Die Datenlbertra-
gung funktioniert nur, wenn die Sichtachse zwischen Sender und Empfanger frei ist.
Aus Sicht der Datensicherheit betrachtet, ist das der gréBte Vorteil. (IPMS)

Seite 21
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Software oder Hardware-Test?

~sDenken Sie nicht mehr daruber
nach, machen Sie beides!®

Im Zuge der digitalen Transformation und horizontalen Integration sind verbindende Werk-
zeuge und vernetzende Dienstleistungen im Umfeld des Testens mehr denn je gefragt und
gefordert.

Software under Test
] TESSY®

Prepare

Test Require-

ments

Selection
SW near tests

B SW/ model Drive HW / SW

Observe HW / SW

Hardware near

HW / Terminals questions

# TestCP?

HW near tests

Hardware under Test

Bild: Viconnis Test Technologie GmbH

Fir die Viconnis Test Technologie GmbH ist der Slogan Programm. Gemeinsam mit der
Razorcat GmbH prasentieren die Unternehmen Ihr nachhaltiges und integratives Testen
fir SW und HW Komponenten im Bereich des IC- und Systemtests. Die innovative Koppe-
lung der Testwerkzeuge TESSY 4.1 (Razorcat) und TestC (Viconnis) zeigt an Hand eines
Fahrstuhldemonstrators anschaulich den Mehrwert und vor allem die erweiterten Testmog-
lichkeiten einer vernetzten und kooperativen Testinfrastruktur. Mit der neuen TestC API
bieten wir flir TESSY 4.1 und auch flir weitere Testsysteme eine HW nahe (gekapselte)
Erweiterung an, die sowohl eine tiefe Fehleranalyse, als auch eine bis dato nicht vorhan-
dene Testabdeckung ermdglicht. In Verbindung mit unserem Mini-Testsystem auf Basis
Raspberry PI kénnen skalierbare Tests flexibel und mobil in bestehende und neue Testpro-
zesse integriert werden. Bei Bedarf unterstiitzen Viconnis die Testingenieure und Testma-
nager vor Ort mit seinem langjdhren Test Know-how und technischem Coaching bei der
Beantwortung von Testfragen flir eine Prozessbegleitende Analyse und Entwicklung neuer
Handlungsoptionen zur ganzheitlichen und nachhaltigen Optimierung der individuellen Tes-
tinfrastruktur. Halle 4, Stand 434 Gemeinschaftsstand Razorcat/Viconnis

Wibu-Systems und Winbond widmen
sich dem Thema ,,Trusted Computing"

Die Trusted Computing Group (TCG) wird gemeinsam mit OpenSystems Media wahrend
der ,embedded world 2018" in der Halle 3A sichere Embedded- und IoT-L&sungen zeigen
Gemeinsam mit den Mitgliedern Wibu-Systems und Winbond hat die TCG ein Programm
mit taglichen Live-Demonstrationen ausgearbeitet. Die Unternehmen zeigen wie man
IoT- und Embedded-Gerate und Daten mit Hilfe verschiedener, der Sicherheit dienender
TCG-Spezifikationen schiitzen kann.

Am 28.2. und 1.3. wird Wibu-Systems von 13:00 bis 15:00 Uhr Lizenzierung fur Trusted
Platform Modules (TPMs) mit Hilfe von CodeMeter zeigen. Die CodeMeter-Technologie
bietet Schutz, Lizenzierung und Security flir Software. Die Zahlen beim Know-how-Dieb-
stahl waren immer schon alarmierend, aber durch das Internet der Dinge werden Pro-
duktpiraterie, Reverse Engineering, Manipulationen und Cyberattacken stark zunehmen,
sogar in Trusted Computing-Umgebungen. Halle 3A, Stand 507

Fortsetzung von Seite 20

Dateniibertragung
funktioniert nur, wenn
die Sichtachse frei ist

Denn Licht kann Wande oder
andere Hindernisse nicht
durchdringen. Daten lassen
sich so von auBen nicht ab-
hoéren.

Ob LiFi eine Alternative fir
spezifische Anwendungsfélle
ist, lasst sich haufig nur
durch Tests unter realen An-
wendungsbedingungen her-
ausfinden. Das Fraunhofer
IPMS bietet seinen Kunden
dafir Li-Fi HotSpots als Eva-
luation Kit an. Optische Da-
tenlinks kénnen so mit einer
Datenrate von 1 Gbit/s auf
einer Distanz von flUnf Me-
tern aufgebaut werden.

Ohne zusatzlichen Aufwand
ist das Modul tber ein CAT5-
Kabel in bestehende Sys-
teme integrierbar. Mit dem
Modul kénnen Punkt-zu-
Punkt  Verbindungen im
Halb- oder Vollduplexmodus
aufgebaut werden. Je nach
Anwendungsfall kann der
HotSpot in GroéBe, Daten-
rate, Datentibertragungs-
Distanz und Schnittstellen an
spezifische Kundenanforde-
rungen optimiert und weiter-
entwickelt werden. Schnitt-
stellen wie USB 3.0, Ether-
net, Gigabit-Ethernet wur-
den bereits in Industriean-
wendungen realisiert.

Auch verschiedene Verbin-
dungsarten wie Punkt zu
Punkt, Punkt zu Multipunkt
oder Multipunkt zu Multi-
punkt kdénnen umgesetzt
werden. Mdogliche Anwen-
dungen finden sich in beweg-
lichen oder rotierenden Sys-
temen und Uberall dort, wo
Kabel,  Schleifringe  und
Steckverbinder nur  be-
schrankt einsetzbar sind o-
der wo groBe Datenmengen,
wie etwa Videodaten, zur
Prozesskontrolle (bertragen
werden missen.

Besucher der embedd world
2018 finden die Ausstellung
des Fraunhofer IPMS am
Stand 123 in Halle 3. (IPMS)
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Blue Gecko

SiP & Standard
Modules force the
miniaturization in IoT

The new module series
BGM12x and BGM11ls from
Silicon Labs offers solutions
for future challenges in IoT
design. Small and powerful
components are absolutely
necessary for the require-
ments of IoT. The principle of
miniaturization applies pre-
cisely to wearables, ambient
live products, radio signal de-
tections and smartwatches,
and this is where the new
module series starts.

Image:
m2m Germany

The System-in-Package (SiP)
modules have an integrated
chip antenna with exceptional
RF performance (70% an-
tenna efficiency), providing a
complete, miniaturization,
cost-effective connectivity so-
lution. Just 6.5mm x 6.5mm,
the enclosure measures and
the PCB footprint, including
the antenna space can be
minimized to 51mm2 - that
creates space for future IoT
designs. The high SiP integra-
tion of the module simplifies
the development of the radio
system, the protocol decision
and the antenna signal. The
ARM® Cortex®-M4 proces-
sor, a high-output Bluetooth
power amplifier, the highly ef-
ficient onboard antenna, in
combination with the reliable,
secure Bluetooth 4.2 stack,
and the proven development
tools are available to the de-
velopers. The BGM12x and
the BGM11s are already pre-
certified and minimizes devel-
opment costs and enables a-
fast-time-to-market  launch
with global RF certifications.
Hall 3, Booth 235
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“"embedded vision” Conquers
New Areas of Application

Embedded vision enables images to be processed on compact, very powerful computer
platforms that nevertheless consume very little energy. As a result, this technology is

=5 opening up a lot of new areas of ap-
plication that could not be covered
previously by either PC-based or
intelligent image processing (ma-
chine vision) systems.

The VDMA's Machine Vision Group
(IBV) and embedded world, the
leading international trade fair for
embedded system, have joined
forces to discuss the migration
from PC-based to embedded sys-
tems, the potential of this technol-
ogy and the potential uses and
challenges. This is now the second
time that they have organised a
panel to discuss the trending topic
of embedded vision.

Migration from PC to Embedded & from Embedded to Vision

When: 28 Feb 2018, 11:00 - 12:00
Where: embedded world, Exhibition Centre Nuremberg, Forum Hall 3A
Participants:
Arndt Bake, Chief Marketing Officer, Basler AG
Jeff Bier, Founder, Embedded Vision Alliance, and President, BDTI
Olaf Munkelt, Managing Director, MVTec Software GmbH

Amir Sherman, Director of Engineering Solutions & Embedded Technology EMEA,
Arrow Central Europe GmbH

Markus Tremmel, Driver Assistance Systems Chief Expert, Robert Bosch GmbH

Leon Farasati, Director, Product Management Snapdragon Embedded, Qualcomm
Technologies Inc.

“Autonomous driving is currently one of the major trends. Self-driving cars and many
other innovations are being made possible thanks to camera-based security systems.
The opportunities offered by these “embedded vision” systems are many and various,”
says Dr Olaf Munkelt, Chairman of the Board of the VDMA Machine Vision Group. (NM)

AceProx Identifikationssysteme GmbH

Data Collection by RFID Plays
an Increasing Role all Industry 4.0

The data collection by RFID plays an increasing role all Industry 4.0 and Internet of
Things (IoT) environments. The AceProx Identifikationssysteme GmbH now offers
IoT-enabled RFID readers, reader modules and read-write devices with a multitude
of interfaces and output formats. This makes the integration into your system or
application very easy. Another component of IoT is the Near Field Communication,
or: NFC. This technology is also covered by our readers for all devices to NFC Forum
Type 2. All commonly used NFC Transponders are supported as well as the entire
Mifare® Chip Family. Depending on the application just the ID-Code or the entire
contents of the memory can be read or re-written. Besides the portfolio of read-write
hardware components AceProx Identifikationssysteme GmbH also provides a com-
prehensive range of NFC and RFID tags in many different shapes and sizes.

Hall 3, Booth 323
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MEN Mikro Elektronik GmbH

Powerful cPCI Serial SBC with ARM
Cortex A72 and Virtualization Functions

The G40A is a high-performance and low-power multicore CPU platform based on an ARM Cortex
A72 processor. It was designed for high data bandwidth based on PCle 2.0, SATA 3.0 and Gigabit
Ethernet via the backplane, while providing high data bandwidth on the front panel via three Gigabit
Ethernet interfaces on M12 connectors.

Quad-core 64-bit ARM Cortex A72

Full-virtualization ready (memory
and I/0)

Up to 8 GB DDR4 system memory
with ECC

2x PCI Express Gen. 3, 1x SATA
Gen. 3

3x Gigabit Ethernet front, 8x Gigabit
Ethernet on backplane

Onboard mass storage
Linux support

Qualified for harsh environments
(railway, industry)

Multicore Performance on CompactPCI Serial

The G40A from MEN is an ARM-based Cortex A72 CPU module in CompactPCI Serial form-factor.
Equipped with a quad-core processor, faster PCI Express, future-ready USB 3.0, reliable ECC memory
and SATA interfaces, G40A delivers all the performance you want from a CompactPCI Serial board.
Whether building a deeply embedded system, or trying to increase the performance of an existing
system, the G40A provides unprecedented power and speed advantages, while keeping the power
dissipation under control.

Featuring the latest ARM core technologies and NXP state-of-the-art data processing hardware ac-
celerators and I/0 interfaces, G40A secures your application for the future by being full-virtualization
ready — memory and I/O sub-systems can be virtualized - and available for the next 15 years.

The G40A is prepared for use in harsh environments, making it an ideal solution where small space
but high-processing capabilities are needed such as railway onboard, industrial or heavy-vehicle ap-
plications.

The MEN proprietary board management controller (BMC) monitors the G40A optional parameters
such as voltages, temperature and provides a user-configurable watchdog, making it ready for ap-
plications where functional safety is required.

ma Hall 1, Booth 406

Always reliable. Always ahead. VWWW..IMEN. dE/ pI‘OdUCtS/g4oa/ E
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eesy-ic GmbH
Digitally

Controlled Frequency
Synthesizer

Funded by BMBF, eesy-ic of-
fers a digitally controlled fre-
quency synthesizer for FMCW
radar systems. Based on an
All-Digital Phase Locked Loop,
it generates a very stable fre-
quency modulated signal in the
range of 12 GHz to 12.5GHz
which can be configured via an
SPI interface. Fast and linear
chirps are the groundwork for
high precision positioning. The
chirp duration is adjustable
from 0.1ms to 10ms and the
modulation frequency is pro-
grammable up to 500 MHz
with 24 Bits resolution. An in-
tegrated software controlled
measurement of the oscilla-
tor's frequency characteristic
triggers a linearization that
makes highly linear frequency
ramps possible. Phase noise
and modulation speed can be
optimized with the aid of two-
point modulation and a pro-
grammable loop filter.

Hall 4A, Booth 40h

Advertisement

embedded
world 2018
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27 Feb to 15t Mar
Fair Ground
Nuremberg (Germany)
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Continued from page 1

Safe for the Future -
High-calibre Panel Discussion

This time round, the key issues to be explored will include the measures that can be
implemented to protect critical infrastructures, what critical infrastructures and applica-
tions are, and which measures can be adopted for supposedly non-critical applications.

“Safe for the Future” has already become established as an integral part of embedded
world. We are delighted that for the third round in 2018 we will yet again be offering a
discussion panel featuring renowned experts. It will certainly be exciting to once again hear
what the experts have to say about the issue of security for embedded systems,” says
Benedikt Weyerer, Executive Director embedded world at NirnbergMesse. “The key focus
of the event is the protection of networked embedded systems in the Internet of Things,”
Weyerer continues.

The following participants have already been confirmed:

Thomas Rosteck, Division President Chip Card & Security, Infineon. Since 2017
Rosteck has headed the Chip Card & Security Division of Infineon Technologies AG.

Professor Michael Waidner, Director of the Fraunhofer Institute for Secure
Information Technology (SIT) in Darmstadt and Birlinghoven.

Moderator Prof. Axel Sikora, Member of the Steering Board for the embedded world
Conference and Scientific Director of the Institute of Reliable Embedded Systems and
Communication Electronics at the Offenburg University of Applied Sciences will ensure
close thematic links between the embedded industry, the Internet of Things and the
visionary framework. (NM)

Page 27

Programmable
“IoT/M2M"” Mobile Gateway

The MC100 is an extensible multifunctional mobile platform with the charm of a
conventional single-board computer - competitively priced; programmable Linux,
network-compatible and indefinitely expandable. It is designed for industrial IoT/M2M
applications and includes a pre-installed integral 3G or 4G mobile module.

The MC Technologies MC100 is a robust, industrial purpose platform for fast im-
plementation of own I0T/M2M applications, e.g. for the connection of machines or
sensors. What makes it special? The small box with pre-installed Linux (optionally
supplied with JAVA VM) is programmable and can be transformed into a multi-
functional platform using modular extension boards. Optional extras include, among
other things, individual machine interfaces; sensor interfaces; analogue inputs;
digital in- and outputs; WLAN; an M-Bus interface; MQTT protocol; etc. The internal
interfaces have an open design to allow users to make extensions. Data is stored on
the integrated Flash memory and a micro SD card. Hall 3, Booth 338
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MEN Mikro Elektronik GmbH
Rugged COM Express Module
with AMD V1000

The CB71C is an ultra-rugged COM Express module for rail, public transportation and industry appli-
cations, e.g. data acquisition, infotainment, transcoding, live 3D. It is 100% compatible to COM
Express Type 6 Pin-Out and conforms to the VITA 59 standard which specifies robust mechanics to
ensure reliable operation even under the harshest environmental conditions.

e AMD V1000 APU
e Up to 32 GB DDR4 RAM with ECC

e Up to 4 Digital Display Interfaces
(DP, eDP, HDMI, DVI)

e Hardware memory encryption

e Safety-relevant supervision
functions

e \Virtualization-ready

e Up to -40°C to +85°C Tcase, con-

duction cooling

e VITA 59 in process, compliant with
COM Express Basic, type 6

e PICMG COM.0 COM Express version
also available

Perfect for Harsh Environments

The CB71C is based on AMD's V1000 APU family. It is equipped with a Radeon Vega next-generation
3D graphics engine with up to 11 compute units and supports up to 4 displays with a resolution of
up to 4k without the need for additional graphics hardware. With up to four high-performance pro-
cessor cores, the CB71C is also suitable for virtualization.

Based on the Rugged COM Express standard, the CB71C is embedded in a closed aluminum frame,
which ensures optimum EMC protection and efficient conduction cooling supporting a temperature
range of -40°C to +85°C. To withstand serious shock and vibration, only soldered components are
used.

The CB71C can be equipped with a wide range of long-term available processors with scalable per-
formance, all supporting ECC. Passive cooling is possible with low-power versions. The CB71C can
be equipped with up to 32 GB of directly soldered DDR4 main memory and a 16 GB eMMC. Available
high-speed interfaces include PCI Express 3.0 links, DDI (DP, eDP, HDMI), SATA 3.0, Gigabit Ethernet
and USB 3.0.

The board features an advanced board management controller with monitoring functions for safety-
relevant applications. In addition, the CB71C has a Trusted Platform Module and supports hardware
memory encryption, providing protection against both physical and inter-VM storage attacks. This is
essential for security-critical applications such as payment and ticketing terminals, fleet management
or monitoring.

m Hall 1, Booth 406

Always reliable. Always ahead. WWW-men-de/prOdUCtS/Cb71C/ E
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TOELLNER

Will Present
Innovative News at
this “embedded world”

Get insights into the fasci-
nating possibilities of tech-
nology. You can test the new
WaveControl software by
yourself on site. Find the way
to new ideas and inspira-
tions. You are cordially in-
vited to visit booth 206 in
hall 4. The TOELLNER team
is already looking forward to
your questions and inspiring
discussions.

Systems for normative tests
in the automotive and avion-
ics industry

4 modular examples
of multiple possible
variations:

1) Arbitrary Software Wave-
Control - Intuitively oper-
able Arbitrary Software

-Supports the normative
tests of the automotive
and aircraft industry

- LV124/VvW80000 LV148 /
GMW 3172 waveform li-
brary included

2) TOE 7621 4-Quadrant
Power Supplies (320W -
3200W)

- 320 W up to 3200 W
source and sink power

- short-circuit current 3 x
Irated (option)

- Optimal for immunity test-
ing of components against
vehicle ripple

- Power extension through
parallel operation (up to
10 units)

3) Arbitrary Waveform Gen-
erators 160W - 5200W

- 160W ... 5200W output
power

- Rise time 2V / us

- Internal sink function up
to 16kW

- Vehicle electrical systems
ripple: AC superposition
11Hz ... .70kHz (power
extension up to 5200W /
320A)

4) Electronic switch for short
interruptions in supply and
Ground lines tr / tf <500ns
Hall 4, Booth 206
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Continued from page 25

Safety & Security Area 2018

The issues of safety and security do not just play a major role in the panel discussion and
congress but are also at the heart of the trade fair action. At the special “Safety & Security

i Area” in Hall 4A, visitors can find out how
to protect embedded systems from at-
tack, design attack-proof hardware and
software for embedded solutions and
monitor attack routes in the embedded
sector.

Review and Perspectives -
* the Genuine Success Story
of “embedded world”

The embedded world exhibition & confer-
ence is the world's most important trade
fair and congress for embedded system
technologies and for all aspects of the In-
ternet of Things.

In 2017 the event once again broke new records. More than 1,000 exhibitors presented
the latest trends and developments in the embedded environment to more than 30,000
trade visitors, while approximately 1,700 delegates obtained in-depth information at the
embedded world and electronic displays conferences. The prospects for 2018 are already
excellent. The organisers are expecting to once again break new records and welcome
more than 1,000 exhibitors to embedded world. (NM)

RoodMicrotec GmbH
From the Product Idea

to the Final “"ASIC”

You need a microchip tailor-made for your specific product and requirements? RoodMi-
crotec is one of the leading, independent general contractors for turnkey application-
specific inte-grated circuits (ASICs). We support you from the first idea until the delivery
of serial parts. Though we cooperate with reliable partners and manage the complete
w = coordination within the supply
chain. All services included in
our supply chain management
are also available sepa-rately:

e Test Engineering

e Test Operations

¢ Qualification & Reliability
Tests

¢ Failure & Technology
Analysis

N, ° Device Programming

8 ¢ Competence Centre for

Reliability and Consultation

Image: RoodMicrotec

Thus, with our “eXtended Supply Chain Management” we offer straightforward pro-
cesses and turnkey solutions — and this with many years of industry expertise. Our
know-how especially in the sectors industrial, automotive, healthcare and high relia-
bility (HiRel)/aerospace we use to offer you the best support. You are searching for
a competent partner for your ASIC pro-ject? If so, you are right here.

Hall 4A, Booth 412
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MEN Mikro Elektronik GmbH
“"Reliable Embedded Computing
for a World in Motion.”

Since its founding in 1982, MEN Mikro Elektronik has focused on innovation, reliability and flexibility to
develop and produce standard and custom computing solutions that employ the highest technology
levels. The company - with approx. 300 employees worldwide - provides a robust offering of highly
reliable embedded COTS boards and devices widely used in extreme environmental conditions found in
mobile, industrial and safety-critical applications.

= Robust built-to-order box PCs = Panel PCs for HMIs and digital signage

= Pre-configured built-to-order 19” systems = Rugged CompactPCI boards and systems
= Safe computers and systems certifiable up to SIL 4 and DAL-A

= Network components in compact box format or 40 HP format

= Robust computer-on-modules for individual system designs

For individual requirements, starting with development through design-in and beyond, MEN provides its
customers with advice and support as well as with system design, configuration and environmental
qualification in accordance with industry standards.

The company’s core competencies encompass x86 and RISC processor architectures, development rules
for safe applications, analog I/O design, FPGA technology and Windows, Linux and real-time operating
systems. Additional expertise includes RAMS and obsolescence management as well as the development
of computing hardware for operation in harsh and extreme environmental conditions. Development,
production and on-site testing laboratories guarantee traceability and high-quality products.

MEN Mikro Elektronik's computer solutions are used in harsh mission- and safety-critical environments
found in the rail and public transport markets and the embedded electronics markets (automation, aer-
ospace, power & energy, off-road, medical, marine and other industries).

The company is certified to ISO 9001, ISO 14001 (environment), EN 9100 (aerospace) and IRIS (railway)
quality management systems, provides systems according to ISO 7637-2 (road traffic) requirements and
is a member of several industry associations, consortiums and alliances, including VITA and PICMG.

MEN Mikro Elektronik is a member of:

= AMD Fusion Partner Program = ARINC (Aeronautical Radio Incorporated)
* Intel® IoT Solutions Alliance = NXP Design Alliance

= Open Source Automation Development Lab (OSADL) = VITA (VMEbus International Trade Association)
* PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group)  ® Wind River (Partner Eco System)

* Unife (Union des Industries Ferroviaires Européennes)

= USB-IF (Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.)

= BavAlRia (Cluster for innovative aerospace technology in Bavaria)

= CNA (Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V.)

= PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group)

= RSSI (Railway Systems Suppliers, Inc. Trade Association)

= ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers Association)

ma 4 Hall 1, Booth 406

Always reliable. Always ahead. WWW. men -de
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EREVKO
Enabling Internet
of Things in Motion

The bulky and obstructive form
of currently available Beacons
combined with high mainte-
nance effort reduces the at-
tractiveness of Beacons de-
ployment in many applica-
tions. Our solution: The bend-
able, battery-free and mainte-
nance-free Solar Beacon Stick-
ers will enable a ubiquitous IoT
The foundation for this tag will
be the state of the art chip (1),
which was presented by Jan
Mdller2 and Markus Scholl®.

It will be modified for the ‘just
send’- use case, reducing chip
size (to 1.6 mm * 1.6 mm),
power consumption, and cost.
It can work by light conditions
like 200 Ix (dimly hallway) and
has a range up to 300ft (TX
Power 4 dBm).

It has an average current draw
of 45 pA. The Solar Beacon is
also a light sensor; it can be
updated by light modulation.
A solar cell in human comfort-
able light conditions can solely
power the system on chip
(S0C). Hence, a flexible, bend-
able, sticker sized (7 cm * 7
cm *2 mm) active Bluetooth
Beacon is feasible. Environ-
mental conditions of tempera-
ture up to 100°C, dusty rooms
and humidity up to 100% are
easily feasible. This topic was
presented in embedded world.

Bluetooth
Solar Beacon
Sticker

Image: EREVKO

We are capable of combining
the advantages of mainte-
nance freedom, size of pas-
sive tags and range of active
tags. By using Bluetooth, this
technology can be used by
any smartphone and mobile
device user to connect to for-
mer non-digitalized devices.
Thanks to organic solar cell
and battery-freedom: Solar
Beacons are disposable.

Hall 3, Booth 520b
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Trenz Electronic GmbH

NEW: The Electric Drives Demon-
stration Platform Motor Control Kit

Trenz Electronic GmbH releases a new product, the Electric Drives Demonstration
Platform (EDDP) Motor Control Kit.

Bild: Trenz Electronic GmbH

The EDDP Kit enables rapid, simplified development and evaluation of three-phase
motor control applications by providing software, documentation, binary images,
editable source code to run on a Xilinx Zyng®-7000 All Programmable SoC along with
associated hardware. For the first time ever, the highly parallel and deterministic
benefits of FPGA-based motor control, offering up to 30-40x more responsiveness
than traditional embedded approaches, is available in a C/C++ development
environment. Furthermore, scalability with minimal CPU burden is increasingly
differentiating for developers of such systems given the industry rise in demand for
multi-axis motion control.

The three main hardware components included in the EDDP Kit are the development
board, TEC0053, from Trenz Electronic as the motor driver board, the Arty Z7-10
from Digilent Inc. as the reference controller board, and a three-phase permanent
magnet synchronous motor from Anaheim Automation as the reference motor. The
main software components are the field oriented motor control algorithm
implemented with the Xilinx Vivado® Design Suite and the Web UI. To edit the
included design or replace with proprietary C/C++ code, users must have access to
either a fully licensed seat of Vivado HLx Edition or the no-charge WebPACK Edition.
Also required is the SDSoC™ tool, part of the SDx™ Development Environment,
available for purchase or no cost evaluation from Xilinx.

Key Features

e Development and evaluation of three-phase motor control applications

e Speed and flexibility provided by FPGA-fabric in Xilinx Zynqg®-7000 All Programmable SoC

e Implementation of a Field Oriented Control Algorithm with Vivado® SDSoC™, offloading
from processor to embedded

Available motor control modes consist of speed control and stator? current control

Internet connectivity provided by the Linux operating system running on an ARM processor
Web UI and Network API for the control of the motor over internet

Runs on 12V DC power
Optionally, the power stage can be run from a separate 5V ... 48V DC power supply

Other assembly options for cost or performance optimization plus high volume prices
available on request. All modules produced by Trenz Electronic are developed and
manufactured in Germany.

Hall 3, Booth 401
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Renesas Electronics
Big Ideas for Every Space
at “embedded worid 2018”

Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723), a premier supplier of advanced semi-
conductor solutions, today unveiled the array of solutions it will be showing at this
year’'s embedded world event. With so-
lutions from each of the company’s
business units, Automotive, Industrial
and Broad-based, present on the booth
- located in Hall 1, Booth 310 - visitors
can easily pinpoint the solutions they
need to address their requirements. In
addition, Renesas will be holding its
popular MCU Car Rally for the fourth
year running. Student teams from all
over Europe were tasked with building a
model racing car with Renesas
components and will race them in the
rally, which is being held in the main
entrance area (Mitte) on March 1%t, the
third day of the show.

Special guest on the Renesas stand:
Nick Heidfeld, racing driver of the Mahindra
Racing Formula E Team sponsored by Renesas

Image: Renesas Electronics

Automotive: AI Connected Car - The Future of Driving

Renesas will be showcasing demonstrations of how artificial intelligence (AI) will
govern the way we drive in future — and its connected car is expected to be a major
crowd pleaser. The demos illustrate a range of end-to-end services that support
drivers’ safety and security while anticipating their needs. On the Renesas stand,
visitors can view three main Al features.

The first shows a dialogue during which the car’s AI reads drivers’ emotions and
offers a fast-response, cloud-based concierge service tailored to their requirements.

The second feature on show relates to car-sharing — one of the key precepts of
future urban mobility. Renesas will show how drivers log on to a personalised cloud
service and view suggestions for the best car for them, relevant apps, and a
schedule link.

The third is a route assistant that can check the driver’s state of health, predict
their driving behaviour and schedule optimised over-the-air assistance.
Hall 1, Booth 310

PEAK-System Technik GmbH

Latest Technology

PEAK-System Technik, manufacturer of hardware and software for CAN, CAN FD, and
LIN applications, presents new and upcoming products at the embedded world 2018 in
Nuremberg, Germany. After the CAN FD interface PCAN-M.2 for the modern M.2 slot, the
stackable plug-in card PCAN-PCI/104-Express FD for PCI/104-Express systems follows
having up to four CAN FD channels. For the connection to LIN networks, the company
releases the PLIN-USB, an easy-to-use PC USB interface. It supports the LIN protocol
according to ISO 17987 and complies with all LIN specifications up to version 2.2.

PEAK-System also shows the brand new PCAN-MicroMod FD plug-in module for de-
veloping your own hardware with CAN FD connection and I/O functionality. Various
motherboards provide peripherals for specific requirements. An evaluation board fa-
cilitates the development of own boards. Hall 1, Booth 483

emmtrix Technologies
Becomes Part of the
Infineon Partner
Network

emmtrix Technologies, the tool
provider for automatic code
generation for embedded mul-
ticore systems, becomes part
of the Infineon Partner Pro-
gram. The Infineon Partner
Program is a global network of
carefully selected independent
software tool providers and en-
gineering companies helping
engineers with their develop-
ment projects.

emmtrix Technologies GmbH
provides solutions to chal-
lenges in multicore program-
ming. Their flagship product
emmtrix Parallel Studio offers
user-guided automated C code
parallelization complete with
platform-optimized configura-
tions, for example specifically
tailored for the Infineon AU-
RIXTM microcontroller. Key
benefits for users of emmtrix
Parallel Studio are the signifi-
cant reduction of development
time (50-70%) as well as bet-
ter control over the parallel C
code generation (graphical
user interface visualizing code
parallelization) and the result-
ing improved code quality. The
tool also allows for integrated
testing of the parallel code and
prototyping, thereby facilitat-
ing platform decisions and per-
formance optimization.

Webinar:
Best Practice for
Multicore Programming

emmtrix Technologies, the
experts for automatic code
generation and software par-
allelization, will offer webinars
on “Best Practice for Multicore
Programming” starting by the
end of March 2018. The inter-
active seminars will cover the
following topics:

Why use multicore architec-

tures?

Elements for successful par-

allelization of new and exist-

ing projects

Basic parallelization tech-

niques

Automated parallelization

with emmtrix Parallel Studio

Hall 4A, Booth 637e

messe .de NEWS zur embedded world 2018 |

Februar 2018



Hyperstone

NEWS zur embedded worid 2018

~Flash Controller & Mehr"

Die Hyperstone GmbH wird auf der
Embedded World in Nirnberg ausstel-
len, der Fokus liegt in diesem Jahr auf
einem neu entwickelten Application
Programming Interface (API). Die
neue Software Schnittstelle ermdglicht
es Entwicklern, ihre eigenen Erweite-
rungen (Customer Firmware Extensi-
ons [CFE]) zu der Hyperstone Firm-
ware hinzuzufiigen und versetzt sie
somit in die Lage, individuelle und ein-
zigartige Features und Applikationen
zu entwickeln. Das API Development
Board fur den S8 SD-Karten Controller
und den U9 USB-Flash-Drive Control-
ler sowie bereits implementierte L6-
sungen werden vorgestellt, um zu ver-
deutlichen wie vielseitig Hyperstone
Controller in Designs eingesetzt wer-
den konnen.

Auf der Messe wird Hyperstone seine
Flash Speicher Controller mit der
hyMap Firmware prdsentieren, welche
erstklassige ,Random" Schreib-Perfor-

crytosource GmbH

mance und Lebensdauer ermdgli-
chen und dem industriellen Standard
entsprechen.

Die U9 Produktfamilie von Hypers-
tone wurde speziell fir den Einsatz in
robusten Flash Speicher Medien ent-
wickelt. Der U9 bietet eine USB 3.1
SuperSpeed 5Gbps Schnittstelle. Hy-
perstone bedient auch altere Host
Schnittstellen mit seinen aktuellen
Controllern und unterstitzt Kunden
mit langlebigen Speicherlésungen fir
bewahrte Schnittstellen. Besuchen
Sie Hyperstone, wenn Sie Interesse
an den neusten Lésungen haben und
erfahren Sie mehr tber den F9 Com-
pactFlash (CF) Controller, der den
Einsatz von 3D-NAND-Flashes er-
moglicht.

Halle 1, Stand 301

Losung flir die Ausstattung
von eingebetteten Systemen mit
Keyrographischen Funktionen

Auf der diesjahrigen embedded world
prasentiert cryptosource GmbH mit
fleaTLS eine Losung fur die Ausstat-
tung von eingebetteten Systemen mit
kryptographischen Funktionen fiir die
sichere Kommunikation und zusam-
men mit dem Mitaussteller MTG ein
System zur effizienten und sicheren
Beschliisselung von Geraten wahrend
der Produktion.

Die von cryptosource entwickelte
kryptographische Software-Bibliothek
fleaTLS ist zugeschnitten auf die Ver-
wendung in ressourcenbeschrankten
Systemen. Im Vordergrund stehen
hocheffiziente und sichere Implemen-
tierungen vor allem von Public-Key Al-
gorithmen und TLS 1.2 zur sicheren
Kommunikation. In der Basisvariante
ist fleaTLS unter drei verschiedenen Li-
zenzen verfligbar: entweder unter der
GPL v3, der flea Lizenz, welche eine
kostenfreie Verwendung in closed-
source Implementierungen erlaubt, o-
der einer kommerziellen Lizenz. Mit
fleaTLS konnen kryptographische Al-
gorithmen effizient und sicher sowohl

aut kostengunstigen 32- und 16-Bit
Standardplattformen als auch auf
dedizierten Sicherheitscontrollern
eingesetzt werden. cryptosource
GmbH bietet kommerziellen Sup-
port, Schulungen und Integrations-
leistungen rund um den Einsatz von
fleaTLS und flur Sicherheitsimple-
mentierungen auf eingebetteten
Systemen an.

Halle 4A, Stand 540f

Anzeige

o
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Fortsetzung von Seite 19
Plattformbkonomie
yUunternehmen

brauchen klare
Strategie™

~Das Thema Plattformékonomie ge-
hért zwingend auf Vorstands- und
Geschaftsflihrungsebene verankert.
Unternehmen missen sich fir die
Plattformékonomie eine klare Stra-
tegie erarbeiten™, sagt Rauen.

Die Plattformdkonomie wird ahnlich
zum B2C-Umfeld auch im Maschi-
nenbau eine neue Epoche einlduten.

Im Vorfeld der Hannover Messe
2018 hat der VDMA zusammen mit
der Unternehmensberatung Roland
Berger und der Deutschen Messe AG
die Studie ,Plattformdékonomie im
Maschinenbau™ erarbeitet, in der
erstmals die Strukturen fur digitale
Geschaftsmodelle Gber die gesamte
Breite einer Industriebranche im
B2B-Segment hinweg analysiert
werden.

Die Studie listet auch die gréBten
Herausforderungen sowie Hand-
lungsempfehlungen flir den mittel-
standischen Maschinenbau auf. Dr.
Michael Zollenkop von Roland Berger
erlautert dazu: ,Die groBen Hirden
fir Maschinenbauunternehmen be-
stehen darin, sich der Relevanz von
Plattformen flir das eigene Geschaft
sowie der bisherigen - aber auch
neuer - Kundengruppen bewusst zu
werden. Zusatzliche Hardware-Um-
satze, gesteigerte Kundenbindung o-
der Differenzierung im Wettbewerb
durch neuartige digitale Services - je
nach Zielstellung kommen unter-
schiedliche Plattformarten fur das
Unternehmen in Frage.™ (VDMA)
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INCOstartec GmbH
~Banana PI" als “pico - SoM”

Die Erweiterung der SoM picoLILLY Familie von INCOstartec ist ausgestattet mit dem A20
SoC von Allwinner. Das Herzstlick der pLILLY-A20 ist ein ARM ® Cortex™ A7 Dual Core
2x 1GHz mit GPU Mali400MP2. Dieser .

kleinste pico Formfaktor (51x40mm)
ist in kostenglinstiger, Low Power,
high Performance Ausfiihrung und
lasst sich als Aufsteckmodul oder
durch Modulintegration auf dem
Baseboard steckerfrei integrieren.

System on Module

887 pico LILLY-A20
NANA Pi compatible

Bild: INCOstartec GmbH

Die On-Board Speicherausstattung ist ein DRAM mit 2GB DDR3L und Flash mit 8GB eMMC
Speicher. Zur flexiblen Erweiterung steht ein uSD-Card Slot bereit. Eine RTC mit gepuf-
ferter Batterie rundet das Modul, das mit 3,3V versorgt wird, ab.

Die herausgefiihrten Schnittstellen sind die high speed HDMI1.4, SATA, 1G Ethernet und
die Standards wie CAN BUS, 2x USB Host, USB OTG, 3x UART, I2C-BUS, SDIO, SPI, 7
GPI/O. Das Display ist Gber TTL oder LVDS 24bit mit 1920x1080 Pixel verfiigbar. Das
Modul ist ,Banana PI" kompatibel. Es lassen sich Betriebssysteme wie: LINUX, Android
und Win CE embedded Compact 7 damit fahren.

Verschiedene Eval Kit und Baseboards sind verfiigbar: zwei im pITX Formfaktor und nach
Kundenwunsch, die die Einbindung von kleinen (3,5") bis mittleren (12,1") Display mit
resistivem oder kapazitivem Touch unterstiitzen. Halle 2, Stand 151

PEAK-System Technik GmbH
Neueste Technik

PEAK-System Technik, Hersteller von Hardware und Software fiir CAN-, CAN-FD- und LIN-
Anwendungen, prasentiert neue und kommende Produkte zur embedded world 2018 in
Nldrnberg, Deutschland. Nach dem
CAN-FD-Interface PCAN-M.2 flr den
modernen M.2-Steckplatz erscheint

nun die stapelbare Steckkarte PCAN-
PCI/104-Express FD fir PCI/104-Ex-
press-Systeme, die bis zu vier CAN-FD-
Kanale aufweist. Fir die Anbindung an
LIN-Netzwerke veroffentlicht das Un-
ternehmen den PLIN-USB, ein einfach

zu handhabendes PC-USB-Interface. N\
Es unterstitzt das LIN-Protokoll gemani
ISO 17987 und erfillt alle LIN-Spezifi-
kationen bis Version 2.2.

Bild: PEAK-System Technik GmbH

PEAK-System zeigt auch das brandneue Einsteckmodul PCAN-MicroMod FD fiir die Ent-
wicklung eigener Hardware mit CAN-FD-Anschluss und I/O-Funktionalitat. Verschiedene
Grundplatinen stellen Peripherie fiir spezifische Anforderungen bereit. Ein Evaluation-
Board erleichtert die Entwicklung eigener Platinen.

Ein weiterer Hohepunkt ist der PCAN-Router Pro FD. Der Router mit sechs CAN-FD-Kana-
len kann individuell programmiert oder mit einer Windows-Software konfiguriert werden.
Neben der Weiterleitung von Nachrichten und Bearbeitung der CAN-Daten kann der Da-
tenverkehr auch aufgezeichnet werden. Das batteriebetriebene PCAN-MiniDiag FD rundet
den Messeauftritt ab. Halle 1, Stand 483

demmel products gmbh
Java Display
Computing auf
intelligenten Displays

demmel products zeigt auf der
embedded world 2018 seine
iLCD-Produktlinie mit den
weltweit einzigen in Java pro-
grammierbaren intelligenten
Displays. Features wie die on-
board Java Virtual Machine
(Java VM), kapazitive Module
fir vandalensichere Designs
und die intuitive Entwick-
lungsumgebung iLCD Mana-
ger XE sorgen flir eine umfas-
sende  Einsetzbarkeit der
iLCDs als Mensch-Maschine-
Schnittstelle.

—ErE

Bild:

demmel products gmbh

Auf den iLCD-Panels lassen
sich alle Funktionalitaten so-
wohl in Java als auch mit den
bisher bekannten Komman-
dos realisieren. Damit ist erst-
mals auf intelligenten Displays
das "Display Computing” mit
einer objektorientierten Hoch-
sprache ohne Betriebssystem
moglich.

Mit Java sind nicht nur die
HMI-Ablaufsteuerung,  son-
dern auch Rechenoperationen
und sogar die Steuerung der
gesamten Hardware durch
das iLCD realisierbar. Letzte-
res vereinfacht durch den Ent-
fall eines externen Controllers
das Geratedesign deutlich.
Der kostenlos verfiigbare iLCD
Manager XE enthalt eine kom-
plette Java-Entwicklungsum-
gebung. Damit ist, das kom-
fortable Editieren des Java-
Codes, das Kompilieren und
Remote-Debugging madglich.
Die implementierten Features
sind sonst nur in teuren High-
Level-IDEs zu finden.

Halle 1, Stand 371
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ZVEI erwartet 2018
Produktionsplus von
3% fiir Elektroindustrie

»,Die deutsche Elektroindust-
rie zeigt sich stark wie lange
nicht. Wir verzeichnen das
beste Wachstum seit 2011.
Umsatz und Export schlos-
sen 2017 mit Rekorden ab.
Auch die Zahl der Beschaf-
tigten ist nochmals deutlich
gestiegen", sagte Dr. Klaus
Mittelbach, Vorsitzender der
ZVEI-Geschéftsfuhrung, bei
der Jahresauftakt-Presse-
konferenz des ZVEI - Zent-
ralverband Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie.

Der Fachkraftemangel stelle
aber eine groBe Herausfor-
derung dar. Der Staat
misse mehr in die Zukunft
und damit in Bildung, For-
schung und Infrastruktur in-
vestieren.

Flr 2018 ist der Verband op-
timistisch. Erwartet wird,
dass die preisbereinigte Pro-
duktion der Branche um drei
Prozent wachsen wird.
»Gleichzeitig gehen wir von
einem Anstieg der Erlése auf
196 Mrd. Euro aus®, so Dr.
Mittelbach.

Die preisbereinigte Produk-
tion der Elektroindustrie
wuchs von Januar bis Nov.
2017 um 4,6% gegenlber
Vorjahr.

Der Umsatz - der auch
Dienstleistungen und Soft-
ware umfasst - nahm im
gleichen Zeitraum um noch
kraftigere 7,3% auf 174 Mrd.
Euro zu. Im gesamten ver-
gangenen Jahr sollte er sich
auf gut 190 Mrd. Euro belau-
fen haben. Dies sind rd. 8
Mrd. Euro mehr als im bishe-
rigen Rekordjahr 2007.
Seite 33
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Von der Idee zum Serienprodukt

Softwareentwicklung auf
hochstem Niveau!

Die van Rickelen GmbH & Co. KG entwickelt an ihren Standorten Attendorn und Kaln fir
die Branchen Automotive, Light & Building, Industry und Argriculture hardwarenahe (em-
bedded) Software. Neben der
Kernkompetenz Software-
Portierung, ist das Unterneh-
men Spezialist bei den The-
men IoT, Security,
SmartHome, AUTOSAR, em-
bedded Linux- und embedded

‘ Android-Entwicklung.

EMBEDDED

AUTOSAR LINUX

FUNCTIONAL
SAFETY Y

P Obsolescence
< Group Deutschland (COG-D)
wird selbstverstandlich bei al-
len Entwicklungen das Thema

Obsolescence-Management
\’A N bereits vor dem Entwick-
Y lungsstart berticksichtigt und
. mit dem Kunden kommuni-
ziert. Dies spart Kosten durch
falsche Hardware- / Soft-
ware-Auswahl und der damit
verbundenen kiirzeren Le-
bensdauer eines Produktes.

’ SYSTEM- T .
MIGRATION Als Vorstandsmitglied in der
4—\ = Component

CERTIFIED

4
3
¢ U SERVERLESS
QUALITY T IoT

SECURITY
BY EMBEDDED

DESIGN ANDROID

Bild:
van Rickelen GmbH

Ebenso kann van Rickelen auf Grund ihrer Erfahrungen bei allen sicherheits- und daten-
schutzkritischen Themen ihre Kunden kompetent unterstiitzen. Qualitat ist dem Unterneh-
men wichtig, deshalb ist die van Rickelen GmbH & Co. KG nach DIN ISO 9001:2015 und
EN 61508 (functional safety) zertifiziert und setzt diese Standards in der Softwareentwick-
lung um. Halle 4, Stand 350

SYSGO AG

Safety und Security

Die Kombination aus funktionaler und IT-Sicherheit steht im Mittelpunkt der Demon-
stration von SYSGO auf der embedded world 2018, die vom 27.2 bis zum 1.3. 2018 in
NUrnberg stattfindet. Neben der aktuellen Version seines Echtzeitbetriebssystems PikeOS
zeigt das Unternehmen gemeinsam mit Partnern an dedizierten Demonstratoren auch,
wie dieses in sicherheitsrelevanten Anwendungen etwa in der Automobilindustrie oder
der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden kann.

Dariber hinaus stellt SYSGO auf der Embedded World neue Security Certification Kits
vor, die Entwicklern die Zertifizierung ihrer Anwendungen gemaB Common Criteria
erheblich erleichtern und so die Zertifizierungskosten deutlich reduzieren kénnen. Diese
Kits stehen flr unterschiedliche Architekturen wie etwa x86, AMD64, ARMv7 oder ARMv8
zur Verfiigung.

Am Konferenzprogramm der Embedded World beteiligt SYSGO sich mit 3 Prasentationen:

Embedded Goes Autonomous -
RTOS Considerations, Robert Pickles, 27.2. um 11:30 Uhr

ECU Consolidation and New Automotive Topologies Using Hypervisors, Chris Berg,
28.2. um 14 Uhr

Autonomous Driving Needs Safety & Security, Dr. Ciwan Gouma, 1.3.18 um 15:30
Halle 4, Stand 308 / Halle 4A, Stand 410 (Safety&Security Area)
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HEITEC AG: Baugruppentrager-Elemente
MafBgeschneiderte Losungen

Auf der ,embedded world 2018" in Nirnberg stellt HEITEC neben Neuheiten im Baugrup-
pentrdger-Programm aktuelle Systemlosungen fir verschiedene Anwendungsbereiche
vor, die den Weg ,Von der Idee zum Pro-
dukt" veranschaulichen.

Neue Montage-Optionen
~von der Stange"

Aus dem Baugruppentrager(BGT)-Bereich
wird eine Reihe von Neuentwicklungen
prasentiert, die neue Design-Optionen er-
offnen: HeiCool ECO ist eine 1 HE-LUfter-
einschub-Losung mit hohem Energie-
spar—potential fir verschiedene Einbausi-
tuationen wie 19"-Befestigung bzw. Ein-
schublésung im Schalt—schrank oder fest
integriert in einen Baugruppentrager.
Trotz dieser Modularitat sind die Einzelteile
kompatibel zur HeiCool-Linie und erwei-
tern das Leistungsspektrum. Standardma-
Big wird der AC-Spannungsbereich 230V
abgedeckt, was jedoch bei Bedarf leicht
umristbar ist. HeiCool ECO kann sehr gut
als Nachrustoption oder fir Anwendungen
ohne eigene Liftung verwendet werden.

Bild: HEITEC AG

Zwei neue HeiPac DinRail-3HE-Hutschienenlésungen - HeiPac DinRail ECO ist ein kosten-
glinstiges, robustes Biegeteil, HeiPac DinRail PRO ein HeiPac Vario Baugruppentrager -
werden beide mit vormontierter Hutschiene angeboten und vereinfachen damit den Ein-
bau von Bauteilen auf Hutschienenmodulen.

Systemintegration:
Beispielanwendungen aus verschiedenen Industriesparten

Anhand einer Reihe von Exponaten aus den Bereichen Medizintechnik, Industrial Automa-
tion, Test & Measurement sowie Kommunikation demonstriert das Unternehmen dartiber
hinaus seine Expertise in der Realisierung passgenauer Module und Systeme unterschied-
licher Ausbaugrade. Diese bestehen aus exakt den Anforderungen entsprechenden, ver-
schieden groBen Anteilen von Software, Mechanik und Elektronik, Standard- und kunden-
spezifischen Elementen sowie Entwicklungs-, Fertigungs- und Serviceleistungen.

Halle 1, Stand 340

Projektron BCS 7.42
Fundierte Entscheidungen
im Projektportfoliomanagement

Die Projektron GmbH stellt auf der embedded world in Nirnberg das aktuelle Release ihrer
webbasierten Projektmanagement-Software Projektron BCS vor. In Projektron BCS lassen
sich einzelne Projekte einfach zu Portfolios zusammenstellen. Ein Projekt kann in mehreren
Portfolios enthalten sein, je nach deren Ausrichtung. Einmal zusammengestellt, lassen sich
Pro-jektportfolios auf einen Blick in einer tabellarischen Ubersicht vergleichen: Farbliche
Markierungen zeigen an, welche Portfolios das Kosten- und Aufwandsbudget Giberschreiten
oder unterschreiten. Mithilfe der Portfoliokategorie lassen sich die Informationen filtern und
die Komplexitat reduzieren. Halle 4, Stand 580

Fortsetzung von Seite 32

Exporte:
Viertes Rekordjahr
in Folge

Besonders stark zeigte sich
erneut der Export: Von Januar
bis Nov. 2017 nahmen die ge-
samten Branchenausfuhren,
einschlieBlich Re-Exporten,
um 10,1% gegenulber Vorjahr
auf 183,3 Mrd. Euro zu. Im
gesamten vergangenen Jahr
kamen sie schatzungsweise
nahe an die 200-Mrd.-Euro-
Marke heran und verzeichne-
ten damit den nunmehr vier-
ten Rekord in Folge. Die meis-
ten Exporte gingen 2017 nach
China, gefolgt von den USA
und Frankreich. Die Bran-
chenausfuhren nach China
stiegen zwischen Jan. und
Nov. des vergangenen Jahres
um 18,1% gegenulber Vorjahr
auf 17,4 Mrd. Euro. Die Ex-
porte in die USA erhdhten sich
im gleichen Zeitraum um
6,9% auf 15,8 Mrd. Euro - ob-
gleich der Euro gegentiber
dem Dollar im letzten Jahr um
15% aufgewertet hat. Frank-
reich fragte mit 11,5 Mrd.
Euro insgesamt 8,1% mehr
elektrotechnische und elekt-
ronische Produkte und Sys-
teme aus Deutschland nach.

Chancen des
Klimaschutzes fiir
Deutschland ergreifen

,Ziel in Deutschland muss
sein, die Innovationsfiuhrer-
schaft im Bereich der Klima-
schutztechnologien auszu-
bauen®, so Dr. Mittelbach. Fir
die 19. Legislaturperiode be-
deute das, jetzt die Digitalisie-
rung und den Umbau des
Energiesystems zusammen-
zufiihren. Dass das politisch
formulierte  Klimaschutzziel,
die CO2-Emissionen bis 2050
um mindestens 80% gegen-
Uber 1990 =zu reduzieren,
technologisch und volkswirt-
schaftlich erreichbar sei, be-
statige auch die kurzlich ver-
offentlichte BDI-Studie ,Kli-
mapfade fur Deutschland".
Die Studie zeige groBe Chan-
cen flur die deutsche Industrie
und Deutschland insgesamt,
die wir konsequenter als bis-
her nutzen mussen. (ZVEI)
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itemis prasentiert
Werkzeuglosungen auf
der embedded world

Auch 2018 ist itemis wieder
auf der embedded world mit
einem Ausstellungsstand in
Halle 4 vertreten.

Prasentiert werden flexibel
anpassbare Methoden und
Werkzeuge fiir das Software-
und Systems-Engineering:
Die innovative Ldsung zur
Security Analyse ermdglicht
auf Basis universeller Security-
Normen und Best-Practice-An-
satzen, wie ISO 27000, ISO
15288, BSI Grundschutz und
Common Criteria, eine umfas-
sende, werkzeugunterstiitzte
Risikoanalyse technischer Sys-
teme im Automotive- und IoT-
Entwicklungsprozess.

Der YAKINDU Model Viewer ist
eine leichtgewichtige Ldsung
zur Anzeige und Visualisierung
von MatLab® Simulink®- und
Stateflow®-Modellen. Auch
sehr groBe Modelle lassen sich
schnell und effizient analysie-
ren, Signalfllisse einfach her-
vorheben und verfolgen. Der
YAKINDU Model Viewer erfor-
dert keine Matlab®-Lizenz.
YAKINDU Statechart Tools ist
ein Werkzeug zur Spezifika-
tion und Entwicklung reakti-
ver, ereignisgesteuerter Sys-
teme mit Hilfe von Zustands-
automaten. Es erlaubt die Er-
stellung und Pflege, Simula-
tion und flexible Code Gene-
rierung von Zustandsauto-
maten.

YAKINDU Traceability unter-
stitzt bei der Verwaltung,
Pflege, Navigation und Ana-
lyse von Beziehungen zwi-
schen Artefakten im Entwick-
lungsprozess und ermdglicht
so die llickenlose Nachverfol-
gung von Anforderungen. Pro-
zess- und Sicherheitsstan-
dards wie Automotive SPICE
und ISO 26262 lassen sich so-
mit sicher umsetzen.
YAKINDU Traceability wird au-
Berdem von Boris Holzer im
Konferenzbeitrag “How to im-
plement requirements tracea-
bility” als Teil der ETAS Class
“From Idea to Production ECU
Code in One Day” am 27.02.
ab 16:30 Uhr vorgestellt.
Halle 4, Stand 559

messe .de
NEWS zur embedded worid 2018

Fortsetzung von Seite 1

Fraunhofer FEP

Grof3flachiges OLED-Mikrodisplay

Das Fraunhofer-Institut fir Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmate-
chnik FEP als Anbieter von Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen auf dem
Gebiet der organischen Elektronik erweitert sein Angebot an Entwicklungs-
werkzeugen.

Ultra-low power OLED-Mikrodisplays fiir Wearables Bild: Fraunhofer FEP

Auf der embedded world 2018, Konferenz und Ausstellung, vom 27.2. - 1.3.18, in
Nurnberg, in Halle 4, am Fraunhofer-Gemeinschaftsstand Nummer 4-460. Erweiterte
Realitat (Augmented Reality — AR) und Virtuelle Realitat (VR) sind Themen, die immer
mehr den Arbeitsalltag und das private Leben erobern. Die Zahl der angebotenen
Datenbrillen wachst rasant, da die bendtigten Technologien jetzt auf einem Stand
sind, die kompakte, leistungsfahige und fir den Nutzer angenehme Datenbrillen
ermdoglichen.

Wissenschaftler am Fraunhofer FEP sind spezialisiert auf die Entwicklung von
speziellen Mikrodisplays fiir AR- und VR-Datenbrillen.

~Weitere Funktionen kdnnen
direkt in das Display integriert werden"

+Wir verwenden fir unsere Mikrodisplays die OLED-auf-Silizium-Technologie. OLED
sind selbstleuchtend, bendétigen im Gegensatz zu anderen Displayarten keine zusatz-
liche Beleuchtung und ermdglichen so vereinfachte Optiken und deutlich héhere
Kontrastverhaltnisse", erlautert Bernd Richter, stellvertretender Bereichsleiter Mikro-
displays und Sensorik am Fraunhofer FEP, ,Sogar weitere Funktionen kdénnen direkt
in das Display integriert werden, wie eine Kamerafunktion, die eine Steuerung der in
Brillen gezeigten Informationen mit den Augen ermdglicht."

So unterschiedlich die Anwendungsgebiete von Datenbrillen sind — Unterstiitzung in
der Wartung von Anlagen, Uberpriifung des Gesundheitszustandes von Personen
oder eine einfache Anzeige von Informationen fur Jogger oder Radfahrer - so
verschieden sind auch die entsprechenden Datenbrillen aufgebaut.

Um es Entwicklern von Datenbrillen so leicht wie mdglich zu machen, die OLED-
auf-Silizium-Technologie in ihren Brillen anwendungsgerecht einzusetzen, bieten die
Wissenschaftler Evaluation Kits - also Entwicklungswerkzeuge - an. Eine Spezialitat
sind hierbei bidirektionale Mikrodisplays, die hochauflésende SVGA-OLED-Mikrodisplays
mit eingebetteten SVGA-Bildsensoren in einem Aktivgebiet kombinieren. (FEP)

Seite 35
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RRC power solutions GmbH: ,,RRC2140"

1. Mehrzellige Standardbatterie
mit prismatischen Li-Ion Zellen

Bisher sind smarte mehrzellige Lithium-Ionen Batteriepacks ausschlieBlich mit zylindri-
schen Zellen im Format 18650 aufgebaut. Batteriepacks mit prismatischen Zellen kennt
man aktuell nur aus Konsum-
produkten (Smartphone, etc.),
wobei nur eine Zelle mit mini-
maler Sicherheitselektronik und
ohne intelligentes Batteriema-
nagement eingesetzt wird.

RRC bringt die erste Standard-
batterie mit mehreren prismati-
schen Zellen in 3s1p-Konfigura-
tion auf den Markt, inklusive
mehrstufigem Sicherheitskon-
zept und smartem Batteriema-
nagement. Die neue und mit
nur ca. 8mm extrem flache
RRC2140 Batterie ist damit
ideal fir jede Applikation, die
ein besonders schlankes Design
anstrebt. Denkbar ist z.B. die Position hinter einem Display oder dem PC Board, was
erstmalig ein Tablet-ahnliches Geratedesign auch flir medizinische oder industrielle An-
wendungen ermdglicht.

Die RRC2140 zeichnet sich des Weiteren durch eine hohe Kapazitdt von 3880mAh bei
einer Nominalspannung von 11,4V aus. Die Gesamtenergie von 44,2Wh ermdéglicht lange
Geratelaufzeiten. Natirlich erflllt die RRC2140 auch den Kommunikationsstandard SBDS
1.1 sowie den JEITA-Standard, der Ladeprofile in Abhangigkeit der Temperatur regelt.
Halle 2, Stand 647

Standard Li-Ion Batteriepack RRC2140
Bild: RRC power solutions GmbH

DATA MODUL
zeigt mehrere Highlights

DATA MODUL AG prasentiert sich zur embedded world in Nirnberg auf vergréBerter Stand-
flache als einer der weltweit fihrenden Technologiepartner rund um die Themen Displays,
Displayoptimierung und Embedded Visual Solutions. Dabei
wird in diesem Jahr die zusdtzliche Ausstellungsflache ge-
nutzt, um auch die Kernkompetenz Optical Bonding diffe-
renzierter darzustellen. Mit mittlerweile vier verschiedenen
Bonding Verfahren (LOCA, OCA-Lamination, AirGap- und
GelBonding) bietet DATA MODUL als einziges Unternehmen
alle wichtigen Verklebemdglichkeiten Inhouse an und kann
so flr jede industrielle Anforderung, auch in anspruchsvol-
leren Branchen wie dem medizinischen Bereich, die pas-
sende Displayoptimierung liefern. Auf der embedded world
werden alle Verfahren nun erstmals im Modell visualisiert.

Teleprasenz via Roboter

Aus der Entwicklungskooperation zwischen DATA MODUL
und dem kalifornischen Technologieunternehmen Suitable
entstand der BeamPro®2, ein Teleprasenzroboter der es ermdglicht, personlich verhin-
derte Konferenz-/Meeting-Teilnehmer, in Form einer fahrbaren HMI-Monitorlésung den-
noch visuell und akustisch anwesend sein zu lassen. Zahlreiche Sensoren, Mikrofone,
PCAP easyTOUCH und weitere Schnittstellen und Features ermdglichen eine direkte Teil-
habe und wurden in der neuen Variante des bereits erfolgreichen BeamPro nun neu ver-
baut und/oder gemeinsam weiterentwickelt. Halle 1, Stand 234

Bild:
DATA MODUL

Fortsetzung von Seite 34

Fraunhofer FEP
Inhaltssteuerung
mit den Augen

Mit diesen Evaluation-Kits
kénnen Brillen entwickelt
werden, die es ermdglichen,
die angezeigten Inhalte mit
den Augen zu steuern und
dadurch die Hande frei zu
haben flr bspw. Montagear-
beiten.

Darilber hinaus kénnen diese
bidirektionalen Displays als
Basis flr die Entwicklung und
Evaluierung optischer Sen-
soren bspw. optischer Fin-
gerprint-Sensoren  genutzt
werden. (FEP)

ZVEI
Umsatz und
Auftragseingang bei
Leiterplattenherstel-
lern weiterhin hoch

Der Umsatz der Leiterplat-
tenhersteller in der Region
DACH war im Nov. 2017 ge-
genuber dem gleichen Vor-
jahresmonat um 9,6% ge-
stiegen. Dies berichtet der
ZVEI-Fachverband PCB and
Electronic Systems. Die
durchschnittlichen Monats-
verkdufe waren 2017 um
etwa 11% hdher als in den
beiden vorangegangenen
Jahren.

Der Auftragseingang lag et-
was mehr als 11% Uber dem
Niveau im Nov. 2016 und
22% Uber dem im Okt. 2017.
Kumuliert konnten bis Nov.
2017 15,6% mehr Bestellun-
gen gebucht werden als im
Vorjahr.

Zum Wachstum trugen 2017
neben einer Belebung der
Nachfrage - insbesondere in
den Bereichen Sicherheits-
und Haushaltstechnik sowie
Industrie-Elektronik - ver-
mehrt  Rdckverlagerungen
aus Asien bei. Dennoch kann
man nicht von einem gene-
rellen Rickverlagerungs-
trend sprechen. (ZVEI)
Seite 35
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Mitarbeiterzahl
ist um knapp 8%
gestiegen

Vielmehr sind es gestiegene techni-
sche Anforderungen, die von manchen
asiatischen Lieferanten nicht erfillt
werden.

Unternehmen, die die Lagerhaltung
reduziert haben, leiden unter Versor-
gungsengpdsse bei aktiven und passi-
ven Bauteilen. Umgekehrt werden Fir-
men beglinstigt, die weiterhin ein La-
ger unterhalten und damit lieferféahiger
sind. Das Book-to-Bill-Verhaltnis hatte
im Lauf des Jahres 2017 vier Peaks
von 1,10 und hoher. Dies war auch im
November der Fall mit einem Wert von
1,10. Die Mitarbeiterzahl ist um knapp
8% gegenliber Vorjahr gestiegen.
Deutliche Zuwéchse zeigten vor allem
groBe Hersteller. (ZVEI)
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Fehlersituationen ohne Quellcode-Anderung testen

Automatisierte Fault-
Injection-Funktion fur
~TESSY 4.1 von Razorcat

Razorcat, Anbieter von Testwerkzeu-
gen fir die Entwicklung von Embedded
Software, stellt eine Innovation fiir das
integrierte Testen von Hardware und
Software vor: Die automatisierte Feh-
lerinjektion (Fault Injection) ist eine
neue Funktion innerhalb des erfolgrei-
chen Unit- und Integrationstestwerk-
zeugs TESSY, ab Version 4.1. Mit ihr
lassen sich Testfalle per Fault Injection
einfach und komfortabel ohne Quell-
codedanderung erzeugen, verwalten
und in Unit Tests, Integrationstests
und Komponententests implementie-
ren — mit geringerem zeitlichen und
finanziellen Aufwand. In der Praxis wer-

den Fault Injections meist durch die
Verwendung von compilerbedingten
Ubersetzungen (Makros) injiziert.
Der Nachteil: Der Quellcode muss
instrumentiert werden. AuBerdem
erkennt haufig erst der Testingenieur
den Bedarf an Fault Injections
wahrend des Tests. Wird der
Quellcode daflir gedndert, sollte
dieser in einem normgerechten
Entwicklungsprozess wieder durch
alle Entwicklungsinstanzen laufen.
Diese Iteration bedeutet einen
zusatzlichen Zeit- und Kostenauf-
wand.

Halle 4, Stand 434
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EMS Dr. Thomas Wiinsche

CAN-Repeater ,,CRep S4"

EMS Dr. Thomas Wiinsche bietet seit vielen Jahren CAN Bus Sternrepeater an. Mit
ihrem herausragenden Merkmal Sternstrukturen zu ermdglichen, erlauben sie die fle-
! xible Realisierung weitldufiger CAN Netzwerke.
Weitere Vorteile bei der Realisierung von Stern-
strukturen mit diesen CAN Repeatern sind zum ei-
‘ _ nen die geringere Durchlaufzeit und zum anderen
die niedrigeren Kosten je Kanal, gerade bei hohe-
ren Kanalzahlen. Sternstrukturen bieten auBer-
dem die Mdoglichkeit einzelne Segmente flexibel
an- und abzukoppeln, ohne das Restsystem zu be-
einflussen. In Einsatzbereichen, wie der Steuerung
von Buhnenaufbauten in groBen Konzertsadlen, wo
sich das CAN System haufig andern kann, mag
diese Eigenschaft entscheidend sein.

CAN-Repeater ,,CRep S4"
Bild: EMS Dr. Thomas Wiinsche

Die bisher von EMS Dr. Thomas Winsche angebotenen Sternrepeater CRep S8C und
CRep S10I bieten 8 (kaskadierbar bis 24) bzw. 10 Kandle und sind damit flir gréBere
Anlagen konzipiert. Aufgrund mehrerer Kundenanfragen hat EMS Dr. Thomas Win-
sche mit dem CRep S4 eine Version des bewahrten CRep S8C mit reduzierter Kanal-
zahl und ohne die Méglichkeit der Kaskadierung entwickelt. CRep S4 verfligt Uber 4
CAN Segmente, die jeweils Uber 3-polige Klemmleisten verdrahtet werden. Eine 2-
polige Steckerleiste ermdglicht die Stromversorgung. LEDs dienen der Anzeige von
Statusinformation. Mit diesem Produkt kénnen nun auch kleinere CAN Systeme kos-
tenglinstig als Sternstruktur realisiert werden.

Halle 1, Stand 640

SAS Flash Disk
mit 24TB Kapazitat

APdate! card solutions stellt die Scalar 270 Serie von High End HLNAND SSD mit SAS
Interface von Novachips vor, die mit Kapazitaten bis zu 24TB im 2,5" Format mit
15mm Bauho6he aufwarten.

Mit Ihrem Plus an Kapazitat und Performance und
der garantierten Quality of Service ist die Scalar
270 SAS SSD vor allem fir den Einsatz im Bereich
Enterprise Server und Storage konzipiert.

SCALA

SERIES

LT TR

Die extrem hohen Kapazitaten bis zu 24TB werden
durch die eingesetzte HyperLink Technologie még-
lich, die die magische 2TB Grenze aufhebt, ohne
Zugestandnisse an Performance und Zuverlassig-
keit zu machen. Im Gegensatz zur Parallel Bus To-
pologie von Standard NAND, die in Bezug auf Per-
formance und Signalqualitdt an ihre Grenzen st6Bt,
nutzt HL NAND eine Point-to-Point Ring Topologie,
die die Busauslastung gering und Signalqualitat so-
wie Performance hoch halt.

i

Capacity : 24TB

Interface : SAS 6Gbps
Power : +5.0/+12.0 VDC
WARRANTY VOID IF REMOVED

Bild: APdate!

Die Scalar 270 SSD ist mit einem Dual Port 6Gb/s SAS Interface ausgestattet und
unterstitzt SCSI-seitig bis zu 128 gleichzeitige I/O Operationen und 32 Initiators.
Halle 4A, Stand 543

emmtrix Technologies
wird Teil des Infineon
Partnernetzwerkes

emmtrix Technologies GmbH,
der Spezialist fiir automati-
sierte Softwareparallelisie-
rung, tritt in das Infineon Part-
nerprogramm ein.

Bei diesem Programm handelt
es sich um ein globales Netz-
werk handverlesener Entwick-
lungswerkzeughersteller sowie
Entwicklungsdienstleister.
emmtrix Technologies GmbH
liefert Lésungen fir die erhéh-
ten Anforderungen bei der Pro-
grammierung von Multicore-
prozessoren. Das Hauptpro-
dukt, emmtrix Parallel Studio,
bietet anwenderkonfigurier-
bare, automatisierte C-Code
Paralleliserung mit Zielarchi-
tekturunterstttzung, zum Bei-
spiel flr den Infineon AURIX™
Mikroprozessor. Hauptvorteile
fur Anwender des emmtrix Pa-
rallel Studio sind deutlich redu-
zierte Entwicklungszeiten (50
- 70% Zeitersparnis), bessere
Ubersicht und Kontrolle (ber
die Parallelisierung des C-
codes durch die grafische Be-
nutzeroberflache, sowie die
daraus resultierende hohere
Code-Qualitat. Dartiber hinaus
ermdglicht die Software inte-
grierte Tests der parallelen An-
wendungen sowie schnelle Pro-
totypenentwicklung, welche
wiederum die Archtitekturent-
scheidung und die Perfor-
manzoptimierung erleichtern.

Webinar: Best Practice
for Multicore Programming

Die emmtrix Technologies GmbH
wird ab Ende Marz 2018 Webi-
nare zum Thema ,Best Practice
for Multicore Programming" an-
bieten. In den interaktiv gestal-
teten Seminaren werden Ein-
fihrungen zu den folgenden
Fragestellungen gegeben:

Welche Vorteile ergeben sich
durch den Einsatz von Multi-
core-Architekturen?

Was gilt es bei der parallelen
Programmierung zu beachten?
Welche Techniken zur Paralle-
lisierung haben sich bewahrt?
Automatisierung der Paralle-
lisierung in emmtrix Parallel
Studio

Halle 4A, Stand 637e
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Cyber-Angriffe
haben erhebliche
Konsequenzen fiir die
Wirtschaft

Knapp 70% der Unternehmen
und Institutionen in Deutsch-
land sind in den Jahren 2016
und 2017 Opfer von Cyber-
Angriffen geworden. In knapp
der Halfte der Falle waren die
Angreifer  erfolgreich  und
konnten sich zum Beispiel Zu-
gang zu IT-Systemen ver-
schaffen, die Funktionsweise
von IT-Systemen beeinflussen

oder Internet-Auftritte von
Firmen manipulieren. Jeder
zweite erfolgreiche Angriff

fihrte dabei zu Produktions-
bzw. Betriebsausfallen. Hinzu
kamen haufig noch Kosten fir
die Aufklarung der Vorfalle
und die Wiederherstellung der
IT-Systeme sowie Reputati-
onsschaden. Dies geht aus
der  Cyber-Sicherheits-Um-
frage 2017 hervor, die das
Bundesamt fir Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI)
im Rahmen der Allianz fir Cy-
ber-Sicherheit  durchgefiihrt
hat.

Hierzu erklart BSI-Prasident
Arne Schénbohm: ,Die Ergeb-
nisse der Umfrage machen
deutlich, dass Cyber-Angriffe
als eine der groBten Bedro-
hungen fiir den Erfolg der Di-
gitalisierung wahrgenommen
werden. Es zeigt sich, dass die
umfangreichen  Sensibilisie-
rungsmaBnahmen des BSI als
nationale Cyber-Sicherheits-
behdrde Friichte tragen. Wir
sind mit unseren Angeboten
an die Wirtschaft wie der Alli-
anz fur Cyber-Sicherheit oder
dem modernisierten, praxis-
orientierten  IT-Grundschutz
auf dem richtigen Weg. (BSI)
Seite 39
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GOPEL electronic GmbH
Testlosungen fiir Elektronik-
und Automotive-Anwendungen

Auf der embedded world 2018 in Niirnberg prasentiert GOPEL electronic zahlreiche
Testlésungen fir Elektronik- und Automotive-Anwendungen sowie zur Programmie-
rung und zur Automotive-Restbussimulation.

o

SCANFLEX Il CUBE

SCANFLEX II Cube (Embedded JTAG Solutions Plattform / JTAG/Boundary Scan Controller)
Bild: GOPEL electronic GmbH

Mit den Embedded JTAG Solutions stellt GOPEL electronic ein breites Angebot an
Produkten fiur Validierung und Prototypentest sowie Programmierung komplexer Em-
bedded-Systeme aus. Die neue Plattform SCANFLEX II Cube nutzt die Logik von
Priflings-Schaltkreisen, um komplexe Boards mit stark reduziertem physikalischem
Zugriff zu testen und zu programmieren. Durch ihre multifunktionale Architektur bie-
tet SCANFLEX II Cube zahlreiche Einsatzmdglichkeiten.

Mit einer neuen GOPEL Flash-IP und dem Modul PXI 6153 kénnen Steuergeréte iber
Automotive-Schnittstellen (z.B. CAN) programmiert werden. Typische Anwendungs-
falle sind das Flash-Programmieren auf End-of-Line - Systemen sowie an Labor- und
Reparaturplatzen.

JEDOS ist ein Embedded Test & Diag-
nostics Betriebssystem zum Realtime-
Test. Unter Nutzung des nativen Pro-
zessors bietet es hdchste Fehlerabde-
ckung und umfassende Diagnose fir di-
gitale, analoge und Mixed-Signal-Bau-
gruppen in kirzester Taktrate.

ChipVORX Module FXT-X32/HSIO4
(High-Speed I/O Module for different inter-
faces)

Bild: GOPEL electronic GmbH

Zahlreiche bewahrte Technologien vervollstandigen das Produktportfolio von GOPEL
electronic. Dabei finden sich Lésungen flir fast alle Probleme im Entwicklungs- oder Pro-
duktionsbereich, sei es der High-Speed Bit-Error-Rate-Test von Schnittstellen wie USB
3.0, die Prifung von DDR4-DIMM-Sockeln oder Test und Validierung verschiedenster
Prozessoren.

Anwender aus dem Automotive-Sektor treffen auf ein breites Spektrum an Kommunika-
tionscontrollern. Im Bereich des Infotainment-Tests prdsentiert sich der Video Dragon
als Frame Generator und Frame Grabber, um Hochgeschwindigkeits-LVDS-Verbindungen
zu testen. Videoquellen, wie bspw. Kameras in Fahrassistenzsystemen, lassen sich durch
den Automotive-Ethernet-Mediaconverter EasyCON einfach an einen Standard-PC kop-
peln. Halle 4, Stand 271
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TOELLNER
Innovative Neuigkeiten

Verschaffen Sie sich Einblicke in die faszinierenden Mdéglichkeiten der Technik. Die neue
Software WaveControl kénnen Sie gleich vor Ort selbst testen. Finden auch Sie den Weg
zu neuen Ideen und Inspirationen. Sie sind herzlich eingeladen, den Messestand 206 in
Halle 4 zu besuchen. Das TOELLNER Team freut sich schon jetzt auf Ihre Fragen und auf
anregende Gesprache.

Systeme fir normative Tests in der Automobil- und Avionik-Industrie - 4 Modul-Beispiele
von vielen Variationsmoglichkeiten:

1) Arbitrar-Software WaveControl - Intuitiv bedienbare Arbitrarsoftware
Unterstlitzt die normative Tests der Automobil- und Flugzeugindustrie
z.B. LV124/VW80000 LV148 / GMW 3172 Kurven in der Bibliothek enthalten

2) TOE 7621 4-Qadranten Netzgerdte (320W - 3200W)

- 320 W bis zu 3200 W Quellen- und Senkenleistung

- Kurzlaststrom 3 x INenn (Option)

- Optimal geeignet zur Stoérfestigkeitspriifung von Komponenten gegen
Bordnetzwelligkeit

- Leistungserweiterung durch Parallelbetrieb (bis zu 10 Einheiten)

3) Arbitrar Waveform Generatoren 160W - 5200W

- 160W...5200W Ausgangsleistung

- Anstiegszeit 2V/pus

- Interne Senkenfunktion bis zu 16kW

- Bordnetzwelligkeit: AC-Uberlagerung 11Hz ... 70kHz (Leistungserweiterung
bis zu 5200W / 320 A)

4) Elektronischer Schalter fiir kurze Unterbrechungen in Versorgungs- und
Masseleitungen tr/tf <500ns

Halle 4, Stand 206

Die ,,GroBe WeiBe" - High Performance MiMo Antenne
Der Garant fur eine gute

Funkverbindung!

Die LGMM-7-27-24-58 Hochleistungs Fahrzeugantenne lasst keine Wiinsche mehr offen.
Alle Mobilfunkfrequenzen werden in MIMO Technologie bedient. WLAN kann empfangen
werden und GPS fiir die Fahrzeugortung ist ebenfalls vorhanden.

The Great White deckt heutige Kommunika-
tionsanforderungen sowie die Bedirfnisse
von Morgen, in einem robusten, flachen Alu-
minium Gehduse ab. Mit MIMO & Diversity
Unterstlitzung fir 2G-, 3G- und 4G-Mobil-
funk, optional auch mit MIMO/Diversity,
WiFi/WLAN sowie GPS, ist ,The Great White"
die perfekte Wahl fiir eine stabile, zuverlds-
sige Antennenanbindung.

The Great White - MiMo Fahrzeugantenne
LGMM-7-27-24-58

Bild: Panorama Antennas / m2m Germany

Die LGMM-7-27-24-58 -MiMo-Antenne deckt 698-2700 MHz mit GPS / GNSS und MiMo
WiFi mit 2,4 / 5,0 GHz ab. Diese finf isolierten Hochleistungsantennenelemente sind in
einem robusten wetterfesten Gehduse untergebracht. Die , Great-White" benétigt keine
metallische Masseflache und behalt auch bei Montage auf einer nichtmetallischen Ober-
flache, ein hohes Leistungsniveau. Sie bietet folgende Anschluss-Stecker: 2x SMA male
(MF), 2x SMA female (WLAN) und 1x FME femal (GPS). Halle 3, Stand 235

Fortsetzung von Seite 38

BSI
Risiko-Bewusstsein
fiir die Gefahren sind
sehr hoch

Die Herausforderungen der Di-
gitalisierung zu meistern und
den Erfolg des Wirtschafts-
standorts Deutschland zu si-
chern.®

Das Bewusstsein fur die Ge-
fahren, die den Betrieben aus
dem Cyber-Raum drohen, ist
hoch. Rund 92% der Befragten
schatzen die Gefahren aus
dem Cyber-Raum als kritisch
fur die Betriebsfahigkeit ihrer
Institution ein. Nur knapp 42%
gehen davon aus, dass der Be-
trieb im Fall eines Cyber-An-
griffs durch ErsatzmaBnahmen
aufrechterhalten werden
kénnte. Als besonders gefahr-
det betrachten sich Konzerne.
Darliber hinaus gehen zwei
von drei befragten Unterneh-
men davon aus, dass die Risi-
ken durch Cyber-Angriffe zu-
nehmen. Dabei fallt auf, dass
kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) die Lage weniger
kritisch beurteilen als GroB-
konzerne. Wahrend fast 74%
der GroBkonzerne damit rech-
nen, dass die Gefahren aus
dem Cyber-Raum zunehmen,
trifft dies nur auf gut 62% der
KMU zu.

Entsprechend ihres Gefah-
renbewusstseins haben viele
Betriebe bereits Cyber-Si-
cherheitsmaBnahmen einge-
leitet. So gaben 89% an, dass
MaBnahmen wie Segmentie-
rung oder die Minimierung
von Netziibergéangen ergrif-
fen wurden, um die Netze ab-
zusichern. (BSI)
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TDK
Produkthighlights
fiir viele Embedded-
Technologien

Die TDK Corporation ist auf der
~embedded world" durch ihre
Tochterfirmen TDK-Micronas,
TDK-Lambda, TDK Europe und
InvenSense vertreten. TDK
zeigt erstmals Magnetfeld-
sensoren, Embedded Motor-
Control- sowie Stromversor-
gungs-Lésungen, SD- und
microSD-Speicherkarten sowie
Komponenten flir IoT-Anwen-
dungen auf einem gemeinsa-
men Messestand.

Embedded Motor-Control
und Magnetfeldsensoren

Der HVC 4223F von TDK-
Micronas ermdglicht die An-
steuerung einer Vielzahl klei-
ner Blrsten-, Schritt- oder
birstenloser Motoren im Be-
reich der intelligenten Aktua-
toren. Durch die Konzeption
als vollintegrierte Single-Chip-
Losung mit ARM® Cortex®-M3
Prozessorkern (CPU), LIN 2.x-
Kommunikationsschnittstelle,
Automotive-konforme Strom-
versorgung, Treibervorstufen
und 6 Halbbricken sind na-
hezu keine zusatzlichen exter-
nen Komponenten erforderlich.

Stromversorgungs-
I6sungen von TDK-Lambda

Bei maximal 5 kW Ausgangs-
leistung und weniger als 7,5 kg
im 1 HE-19"-Rackgehduse
setzt das erste Modell der
neuen Generation von TDK-
Lambdas erfolgreicher Labor-
netzteil-Familie GENESYS+™
neue MaBstabe auf dem Markt
der Stromversorgungen.

SD-Speicherkarten und
elektronische Komponen-
ten von TDK Europe

TDK Europe wird die neusten
Ergdnzungen seines SD-Spei-
cherkarten- und microSD-Spei-
cherkarten-Portfolios fir in-
dustrielle Anwendungen pra-
sentieren. Die MMRD4- und
MURD4-Serien bestehen aus
auBerst zuverldssigen SD- und
microSD-Speicherkarten ~ mit
langlebigem SLC / pSLC-Flash-
speicher sowie dem neu entwi-
ckelten SD-Controller GBDri-
verRD4 von TDK.

Halle 3A, Stand 209
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Mobile Sicherheit
digitaler Identitaten

Das Bundesamt fir Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist erstmals als
Aussteller auf dem Mobile World Congress vertreten, der vom 26.2. bis 1.3.18 in
Barcelona stattfindet.

Am Gemeinschaftsstand des Landes
Nordrhein-Westfalen in Halle 6, Stand
6B40 zeigt die nationale Cyber-Sicher-
heitsbehérde Ldsungen zur sicheren
Identifizierung und Authentifizierung,
die zu einer Erhdéhung der Sicherheit
bei der Nutzung mobiler Anwendungen
beitragen.

Im Zuge der Digitalisierung von Ge-
schaftsprozessen ist die sichere elekt-
ronische Identifizierung von entschei-
dender Bedeutung, um das Vertrauen
in elektronische und mobile Dienstleis-
tungen sicherzustellen.

Dabei nimmt das BSI eine gestaltende Rolle ein und befasst sich unter anderem mit
der Frage, wie die Informationsgesellschaft sicher organisiert werden kann, um die
Innovationen und den technischen Fortschritt der digitalen Welt zu schiitzen.

So prasentiert das BSI auf dem Mobile World Congress zwei Showcases zur starken Iden-
tifizierung und Authentifizierung Uber die NFC-Schnittstelle mobiler Endgeradte. Zur mobilen
Identifizierung des Anwenders wird der Personalausweis verwendet, die mobile Authentifi-
zierung des Anwenders wird Uber ein FIDO-Token realisiert. Ein durch das BSI entwickeltes
FIDO-Token mit hohen Anforderungen an die Sicherheitseigenschaften befindet sich derzeit
in der Zertifizierung nach einem ebenfalls vom BSI erarbeiteten Schutzprofil. (BSI)

GINZINGER electronic systems GmbH
»I Robot”: Open Hardware Robotor

Seit vielen Jahren ist der Embedded-Linux-Spezialist Ginzinger aus Oberdsterreich Aus-
bildungspartner der HTL (HOhere Technische Lehranstalt) Braunau am Inn. Gemeinsam
werden laufend Elektronikprojekte realisiert. Eines der aktuellen Projekte der HTL Brau-
nau ist ein komplett im 3D Drucker entstande-
ner Roboter. Der 2012 von einem franzésischen
Designer konstruierte ,InMoov", ist der erste
humanoide Open Hardware Roboter seiner Art.
Seit 2016 wird von den HTL-Schilern mit Eifer
an der Weiterentwicklung getiftelt.

Nach dem mechanischen Aufbau folgte das Bei-
bringen einfacher Bewegungen mit Hilfe ver-
schiedener Servomotoren. Nun arbeiten die
Schiler an Funktionen fir die Sprach- und Ge-
sichtserkennung, sowie ersten Bewegungsablau-
fen. Vor allem diese Funktionen sind in Sachen
Programmierung recht komplex, aber auch sehr
spannend und interessant.

Bild: GINZINGER

»Mit dem Roboter soll das Zusammenspiel von Mechanik, Elektronik, Elektrotechnik und
Informatik im Unterricht besser verdeutlicht werden®, so die Projektgruppe der HTL Brau-
nau am Inn.

Halle 4, Stand 168
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~»L500 - Hybrider TAG"™ mit
~LORa™ & Bluetooth Low Energy"

Der L500 von conbee ist ein LoRa™/BLE Hybrid-TAG basierend auf LoRa™ und BT-4.1-
Spezifikation — mit einer Reichweite von 1m bis zu 25km. Der konfigurierbare TAG ver-

Hybrid TAG L500 mit BT und LoRa™

Bild: m2m Germany

fugt Uber Authentifizierungs-Funkti-
onen, ist falschungssicher und hat
3D-Beschleuniguns- und Bewe-
gungssensoren. Der TAG meldet in
einem definierbaren Intervall selbst-
standig nach Anforderung seine
Identifikationsnummer, Temperatur-
, Bewegungs- und Beschleunigungs-
daten, sowie Batteriestatus und Po-
sition. Der Hybrid-TAG verfugt Uber
GNSS Positionsdaten die via Handy
oder Gateway-Anbindung ausgele-
sen werden konnen.

Dabei agiert der L500 ohne SIM
Karte und ist kompatibel mit unter-

schiedlichster Anwendungs- und

Cloud-Software, sowie gangigen
Smartphones und Tablets. Der L500 eignet sich fir private/éffentliche LoRa™WAN-Netz-
werke. Big-Data Zugriffe Gber LoRa™WAN-Netzanbieter und Cloud-Anbieter sind mdog-
lich. Bei Auslieferung befindet sich der TAG im ,hibernate®-Modus und kann berthrungs-
los via Magnetfeld aktiviert werden. Jeder L500 ist nach entsprechender Authentifizierung
Remote konfigurierbar und wieder verwendbar. Der conbee TAG ist schnell integriert und
einsatzbereit. Er bietet ideale Voraussetzungen flir Behdltermanagement, Asset-Szena-
rien, Ortung, Diebstahlschutz, Personenzahlung, Pallettenverfolgung, Indoor & Outdoor
Ortung, Lageroptimierung und vielem mehr. Halle 3, Stand 235

LTE 4G VPN Mobilfunkrouter flr die Industrie

~IOG851"-

Der ,,smarte" fur ,,IoT" und ,,M2"

Der LTE Router I0G851-0T041 ist leistungsstark, robust und kompakt. Seine zahlreichen
Features wie Dual-SIM LTE, 4x Gigabit Ethernet Ports, 1x WAN Port, sowie WiFi-Funktio-

nalitdét auf 2.4 und 5 GHz Frequenz machen ihn neben
seiner Kompatibilitdt zu Modbus und SCADA attraktiv fur
den professionellen industriellen Einsatz. Anwendungen,
die eine globale, hochgradig zuverlassige Anbindung er-
fordern sind Uber die Failover-Funktion des I0OG851 bes-
tens abgesichert.

Dartiber hinaus offeriert der Router einen 4-fach Switch
mit TAG-basierten und Port-basierten VLANSs, zur einfa-
chen Gruppensteuerung und zum neuordnen des Daten-
verkehrs. Via RS232 /RS485 ist eine Anbindung an
Modbus RTU /ASCII und andere serielle Kommunikations-
protokolle mdglich.

Hohen Sicherheitsanspriichen wird der Router durch den
Einsatz diverse Protokolle und Firewalls gerecht, von IP-
Sec, OpenVPN, PPTP und L2TP VPN bis hin zu Firewalls
mit SPI und IPS. Es kdnnen bis zu 16 gleichzeitige Tun-
nelverbindungen mit einem Datendurchsatz von maximal

I0G851-
07041 -
VPN

Industrierouter

Bild: Amit

100Mbit/s unterstiitz werden. Damit bietet sich der IOG851 nicht nur flir den Einsatz in der
industriellen Automation an, sondern auch zur Videoliberwachung und zum Monitoring von
Applikationen mit hohem Datenvolumen. Die kompakte Bauform des Routers (BxTxH:
62x125x160mm ) und die Mdglichkeit zur Hutschienenmontage runden das Profil des
I0G851 ab und empfehlen ihn fir M2M und IoT Szenarien. Halle 3, Stand 235

APdate!

VMe basierendes
M.2 Modul mit bis zu
1TB Kapazitat

ATP Inc, einer der fuhrenden
Hersteller von Flash Speicher
Medien fir die Industrie stellt
sein neuestes Produkt vor:
Das NVMe basierende Modul
im M.2 2280 Format, die Next
Generation Form Faktor Spei-
cherlésung fir raue Indust-
rieumgebungen.

Das Modul bietet Kapazitaten
bis zu 1TB mit der doppelten
Performance von SATA SSDs.
Damit empfiehlt es sich zum
einen fiur I/O intensive Daten-
bankanwendungen mit gleich-
zeitig groBem Speicherbedarf
sowie Anwendungen, die eine
moglichst niedrige Latenzzeit
erfordern, wie z.B. Uberwa-
chung, Bildverarbeitung oder
Netzwerk Storage Systeme.
Das ATP M.2 Modul entspricht
der NVMe 1.2 Spezifikation
und ist mit MLC Speicher der
neuesten 3D Technologie auf-
gebaut. Mit dem PCIe Gen 3x4
Interface ist der Flaschenhals
AHCI Geschichte und es wer-
den Lese- und Schreibraten
von maximal 1260MB/s (Le-
sen) und 980MB/s (Schrei-
ben) erreicht.

Bild:
APdate!

Zu einem zu-
verlassigen und
langlebigen  Industriedevice
gehoért jedoch mehr als Per-
formanceoptimierung. ATP
legt schon bei der Festlegung
der BOM groBten Wert auf
hochwertige Komponenten
fuhrender Hersteller, die eine
mdoglichst lange Verfligbarkeit
garantieren. Zudem werden
die Module hartesten Testzyk-
len mit extremen Temperatur-
schwankungen und standigen
Spannungsunterbrechungen
unterzogen.
Halle 4A, Stand 543
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embedded projects GmbH
Effizientere Auftragsabwicklung

mit ,,WaWi.ision 18.1"

Auch in modernen Produktionsszenarien ist und bleibt das ERP-System eine der Kernkomponenten - in ihm
laufen alle Faden zusammen. Damit spielt die ERP-Losung eine entscheidende Rolle flr die Effizienz des Ge-
samtablaufs: Lassen sich dort die relevanten Ablaufe mdglichst
schnell und einfach abarbeiten, beschleunigt dies auch die ein-
zelnen Schritte in der Auftragsbearbeitung.

Auf diesen Zusammenhang hat der Augsburger ERP-Spezialist
embedded projects bei der Entwicklung der neuesten Version
seiner quelloffenen ERP-L6sung WaWision ein besonderes Au-
genmerk gelegt. So bietet WaWision 18.1 zahlreiche neue Funk-
tionalitaten, um Embedded-Fertiger bei der Bearbeitung von be-
sonders komplexen oder zeitkritischen Projektauftragen effi-
zient zu unterstltzen. Bei Produktionen mit wachsenden Stlick-

!” @ listen etwa lasst sich pro Unterstiickliste nun eine eigene Pro-

duktionsstufe anlegen und diese in eine beliebige Anzahl an Teil-
:,'Zg;dded produktionen untergliedern, sodass die Gesamtproduktion bei
projects T — Bedarf schrittweise abgearbeitet werden kann.

Um gleichzeitig manuellen Dokumentationsaufwand zu reduzieren, kénnen Arbeitszeiten, Gut- und Ausschuss-
teile kinftig unmittelbar durch Abscannen eines Barcodes erfasst werden. SchlieBlich wurde auch der bisherige
Standardbestellvorgang erweitert: Der neue Prozess unterscheidet zwischen Produktions- und Einkaufsartikeln
und erhéht damit die Transparenz des Bestellvorgangs. Halle 4, Stand 671
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